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Elektronikfertigung zum
Anfassen auf der productronica

In Minchen beginnt die Weltleitmesse flir Entwicklung und Fertigung von Elektronik
auf dem Gelande der Messegesellschaft. Neben den Lésungen und Produkten der
Uber 1.500 Aussteller bietet die
productronica 2019 ein um-
fangreiches Rahmenprogramm
mit Live-Demonstrationen und

zahlreichen  Vortrdagen und
Diskussionsrunden in drei
Themenforen.

Die Trendthemen der dies-

' jahrigen productronica lauten
Smart Factory sowie Smart
Maintenance. Hierzu finden Be-
sucher sowohl bei Ausstellern
als auch auf Sonderschauen
und Forenblhnen eine groBe
+ 4 Auswahl an Best Practice
1 Beispielen und Prasentationen.

Ihre Premiere auf der productronica feiert in diesem Jahr die 3D AOI Arena. Diese
ermoglicht in der Halle A2 einen Marktlberblick zur 3D Automatisierten Optischen
Inspektion. Unter anderem beteiligen sich Unternehmen wie Cyberoptics, Omron,
Viscom oder Yamaha an der Sonderschau und prasentieren mehrmals taglich ihre
Lésungen. (MM)
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Smart Maintenance
Special Show at productronica

The Smart Maintenance Pavilion will celebrate its premiere at the World’s Leading Trade
Fair for Electronics Development and Production (November 12-15, 2019). This special
show highlights the growing importance of maintenance as digitization of production
processes increases. The Smart Maintenance Pavilion provides an overview of current
and future applications, solutions, and products for efficient maintenance.

Smart maintenance is necessary to optimize production. According to a study from

Premiere fiir
Start-up Plattform
in Miinchen

Die Anzahl der Innovationen
von neuen Playern in der
Elektronikbranche wachst von
Jahr zu Jahr. Damit Start-ups
ihre Chancen fir einen Markt-
zutritt verbessern konnen,
bringt die Plattform ,pro-
ductronica Fast Forward"
innovative Ideen, Prototypen
und Produkte junger Unter-
nehmen mit einem breiten,
internationalen Publikum von
Industrievertretern in Min-
chen zusammen. (MM)
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@GERMAN
ROBOTICS

Halle A2, Stand 540 = |,,
www.german-robotics.com

Hightech Leiterplatten

D CISTELAIER 1D TECHCI D €PN

Halle B3

acatech (German Academy of Science and Engi-
neering), industrial maintenance generates plant
availabilities and productivity values to the equiva-

P

lent of one trillion euros in Germany each year. (MM)
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CREATIVE SOLUTIONS

Dampfphasen - Reflow -
Lotgeraten fiir Laborbereich,
Einzelstiicke bis Kleinserien

Halle B2, Stand 332A
www.imdes.de

Ergonomische Arbeitsplitze
fiir die Industrie

Halle A1 | Stand 326

Stand 329

Semiconductors -
Im Herzen der
Elektronikfertigung

Ohne Halbleiter bewegt sich
schon lange nichts mehr. Die
winzigen Chips sind die
wichtigste Technologie der
modernen Welt und Kern-
komponenten aller elektri-
schen Systeme. Zusammen
mit der parallel stattfinden-
den SEMICON Europa orga-
nisiert die productronica die
groBte Mikroelektronikschau
Europas mit innovativen
Lésungen und Produkten
entlang der gesamten Wert-
schépfungskette. (MM)
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Hotspot fiir
die Leiterplatten-
und EMS-Branche

Die Leiterplatte gehdrt mit zu
den bedeutendsten Erfindun-
gen des vergangenen Jahr-
hunderts. Sie schafft als Riick-
grat nahezu aller elektroni-
schen Gerdte erst die Voraus-
setzung sowohl flir Spitzen-
technologie als auch fir die
Massenware Elektronik. So ist
das PCB & EMS Cluster einer
der wichtigsten Ausstellungs-
bereiche der productronica
2019. Die Weltleitmesse filir
Entwicklung und Fertigung
von Elektronik findet vom
12.11. bis zum 15.11.19 in
Minchen statt.

Elektronik hat sich zum unent-
behrlichen Bestandteil unse-
res Lebens entwickelt. Das
beschert der Elektroindustrie
konstant steigende Umsatze.
In Deutschland erzielte sie im
letzten Jahr laut dem ZVEI Re-
kordeinnahmen in Hoéhe von
195 Milliarden Euro - ein Plus
von 1,9% gegenliber dem
Vorjahr. (MM)
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productronica
in Miinchen

Hallenplan
12.11. bis 15.11.19

Messegeldnde
in Miinchen
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Von 3D AOI bis zur CFX Prozesslinie
- Live-Demos auf der productronica

Eine weitere Premiere findet in der Halle Al statt. Die IPC CFX Prozesslinie zeigt dort,
welche Moglichkeiten die standardisierte
Kommunikation von Maschine zu Ma-
schine in der Elektronikfertigung bietet.

Darlber hinaus bietet der Smart Main-
tenance Pavillon in der Halle B2 einen
Einblick in die intelligente Instandhal-
tung im Rahmen der Smart Factory. Die
Beispiele reichen von Qualitatssiche-
rung mit Deep Learning bis hin zur On-
line Uberwachung von Maschinen.

Welche Anforderungen die Tatigkeit in
einem Reinraum stellt, erfahren Besu-
cher auf der Eventblihne Reinraum in
Halle B2. Ausgestattet mit einer Virtual
Reality Brille betritt der Besucher einen

'| 3D animierten Reinraum und absolviert

\\ dort Aufgaben.

IPC Hand Soldering World Championship 2019

Ein fester Bestandteil der productronica ist mittlerweile die IPC Hand Soldering Com-
petition. Zwischen dem ersten und dritten Messetag wird im
Eingang West der Regionalwettbewerb im Handl6ten ausge-
tragen. Die Teilnehmer missen innerhalb von 60 Minuten
eine funktionelle Baugruppe aufbauen, die den Kriterien der
IPC-A-610F Klasse 3 entspricht. Geschwindigkeit und Funk-
tionalitat werden dann von IPC Ausbildern bewertet. Der
Sieger im Regionalwettbewerb qualifiziert sich fir die Welt-
meisterschaft am letzten Messetag. Daran nehmen unter an-
derem Vertreter aus Russland, Polen, GroBbritannien, Frank-
reich, Ungarn und Asien teil. (MM)

Seite 4

NanoWired GmbH
Innovative Verbindungstechnologie

Auf Basis von 14 Patenteinreichungen hat die NanoWired GmbH drei grundlegende Ver-
fahren entwickelt: ,NanoWiring, KlettWelding, KlettSintering". Beim NanoWiring wird
Uber einen galvanischen Prozess ein metallischer Rasen
(H6he 10-50pm) auf eine beliebige Oberflache aufge-
bracht. Mittels KlettWelding werden zwei mit NanoWiring
versehene Oberflaichen bei Raumtemperatur, dauerhaft
mechanisch, elektrisch und thermisch verbunden. Beim
KlettSintering wird Temperatur dem Flgungsverfahren
hinzugefigt. Es kann bereits ab einer Temperatur von 150°
C gesintert werden.

Das KlettSintering hat zwei unterschiedliche Techniken.
Man benétigt nur ein mit NanoWiring versehenes Substrat
oder kein NanoWiring auf den Substraten unter Verwen-
dung des KlettWelding-Tapes, welches die NanoWiring-

E Struktur mitbringt. Diese weltweit neuen Verfahren wer-
den im Bereich Sensoren, Halbleiter, Automobil, Konsumgtiter und artfremden Bereichen
angewendet. Bei Uber 50 internationale Firmen wie OSRAM, BOSCH, SAMSUNG, CONTI-
NENTAL, HONDA, VW, HUAWEI substituieren wir Léten, Bonden, SchweiBen, Kleben und
Schrauben und erlésen in 2019 1.0 Mio €. Halle B2, Stand 332/2
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Trockene CO>-Schneestrahlreinigung in der Elektronikfertigung

Schnee fur hochste Reinheit und
zuverlassige Funktion

Zunehmend kleinere Strukturen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Zuver-
lassigkeit und Lebensdauer erfordern in der Elektronikfertigung eine zuverlassige und
bedarfsgerechte Reinigung. Die trockene quattroClean-Schneestrahltechnologie er-
madglicht, unterschiedliche Reinigungsaufgaben effizient und inline zu I6sen - auch in
Reinrdumen.

W

_—

Das Industrie 4.0-kompatible Verfahren lasst sich in automatisierte Fertigungsumgebungen integrieren
und die Qualitét des Reinigungsstrahls kann mit Sensoren iiberwacht sowie in einen digitalen Wert iiber-
tragen werden.

Bild: acp systems AG

Mit der klimaneutralen und skalierbaren quattroClean-Schneestrahltechnologie prasen-
tiert die acp systems AG auf der diesjahrigen productronica ein trockenes, Industrie
4.0-komplatibles Reinigungsverfahren, das sich bei unterschiedlichsten Anwendungen in
der Elektronikfertigung bewahrt hat. Dazu zahlen die ganzflachige oder partielle Abreini-
gung partikularer und/oder filmischer Kontaminationen von passiven Bauelementen
sowie vor beziehungsweise nach dem Bonden, dem Bestlicken von Leiterplatten und
Folienleiterplatten. Die Entfernung von Ablationsriicksténden bei der MID-Herstellung ist
ebenfalls ein Einsatzbereich. Eine weitere Anwendung ist die Reinigung optischer
Komponenten in der EUV-Lithographie, die sehr stark mit Anhaftungen und Schmauch-
spuren verschmutzt sind. Das Industrie 4.0-kompatible Verfahren ldasst sich problemlos
fir reine Umgebungen beziehungsweise Reinrdume auslegen und integrieren.

Trocken und riickstandsfrei reinigen

Medium bei diesem Reinigungsverfahren ist flissiges, unbegrenzt haltbares Kohlen-
dioxid, das als Nebenprodukt bei chemischen Prozessen und der Energiegewinnung aus
Biomasse entsteht. Es wird durch eine patentierte, verschlei3freie Zweistoff-Ringdiise
geleitet und entspannt beim Austritt aus der Diise zu feinem CO2-Schnee. Dieser Kern-
strahl wird von einem separaten, ringformige Druckluft-Mantelstrahl gebiindelt und auf
Uberschallgeschwindigkeit beschleunigt. Beim Auftreffen des gut fokussierbaren Schnee-
Druckluftstrahls auf die zu reinigende Oberflache kommt es zu einer Kombination aus
thermischem, mechanischem, Sublimations- und Ldsemitteleffekt. Das Zusammenspiel
dieser vier Wirkmechanismen entfernt partikuldare und filmische Verunreinigungen
prozesssicher mit reproduzierbarem Ergebnis. Da die Reinigung materialschonend
erfolgt, kdnnen auch empfindliche und fein strukturierte Oberflachen behandelt werden.

Abgeldste Verunreinigungen werden durch die aerodynamische Kraft der Druckluft
weggestromt und durch eine integrierte Absaugung entfernt. Flr eine gleichbleibend
hohe Prozessqualitat kann die Strahlkonsistenz jeder Dilise einzeln kontinuierlich mit
einem Sensorsystem Uberwacht, die ermittelten Werte automatisch gespeichert und an
ein Ubergeordnetes System Uibergeben werden. Halle B2, Stand 341

BABEG

Ihr Partner fiir
Betriebsansiedlungen
und Start-ups

Was haben international
renommierte  Unternehmen
wie Infineon, Flex, Intel,

Kapsch oder Skidata gemein-
sam? Sie alle nutzen die Vor-
zlige des Standortes Karnten,
um auf internationalen Mark-
ten erfolgreich zu agieren.
NUtzen auch Sie das Syner-
giepotenzial von Ausbildungs-
statten, industrienahen For-
schungszentren und innovati-
ven Unternehmen.

Bild: BABEG

Standortvorteile im Uberblick:

Top Forschungs-/Innovati-
onsstandort mit attraktiven
Forderungen

Sehr gut ausgebildete +
motivierte Fachkrafte
Chance der Erweiterung -
Sprungbrett zu neuen
Markten

Stabiles Steuer-, Rechts- +
Sozialsystem

International erfolgreiche
Leitbetriebe aus den
Schwerpunktbereichen In-
formations-/Kommunikati-
onstechnologien, Sensorik,
Mikroelektronik, Maschinen-
bau + Fertigungssysteme
Unternehmensfreundliches
Arbeitsrecht

Moderne Technologieinfra-
struktur mit dem Lakeside
Science & Technology Park
+ der Villach Science &
Technology Area
Schwerpunktbezogene For-
schungseinrichtungen & Bil-
dungsinstitutionen
Verfligbare Industrie-/Ge-
werbeflachen zu attraktiven
Konditionen

Hochste Lebensqualitat.

Die BABEG ist Karntens erste
und offizielle Anlaufstelle fir
auslandische Unternehmen.
Halle B3, Stand 181
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Secure Remote Monitoring
Mit SeReMo Maschinen
und Anlagen sicher

im Blick!

Betreiber von Maschinen und
Anlagen verzichten haufig
aus Sicherheitsbedenken auf
ein Remote Monitoring ihrer
Systeme. Damit bleiben
Potenziale fiir einen optima-
len Betrieb und eine rei-
bungslose Wartung unge-
nutzt. SeReMo ist eine neuar-
tige Lésung, die mit offentli-
cher Forderung entwickelt
wurde und nun erstmals auf
der Productronica 2019 der
breiten Offentlichkeit vorge-
stellt wird. Die weltweit ein-
zigartige Losung fokussiert
dabei speziell die Aspekte
Sicherheit sowie die Vertrau-
lichkeit der Ubermittelten
Daten. Alle wichtigen Infor-
mationen sind Uber eine App
abrufbar. Stérungen werden
frihzeitig erkannt und Aus-
falle im Voraus vermieden.
Der Betreiber konfiguriert
seine Anlagen eigenstandig
im System. Dabei legt er
seine Maschinen und Anlagen
fest, definiert die flr das
Remote Monitoring relevan-
ten Datenpunkte (Sensoren),
wahlt das geeignete Krypto-
verfahren fiir die Datenver-
schliisselung und bringt seine
eigenen Kryptoschliissel ein.
Alle Informationen werden
als vertraulich angesehen.
Sie dienen der Konfiguration
der SeReMo-Bridge und der
App, bleiben aber jederzeit
vollstdndig in Kundenhand.
Sie werden nicht Uber den
SeReMo-Server Ubertragen.
Halle B2, Stand 534

Anzeige

like
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facebook
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Umfangreiches Vortragsprogramm
auf drei Bithnen

Erganzend zu den Best-Practise Beispielen und Live-Demonstrationen finden Besucher
auf den Bihnen des productronica Forums (Halle A1), Innovation Forums (Halle
B2) sowie PCB & EMS Marketplace
(Halle B3) zahlreiche Vortrage und Dis-
kussionsrunden zu Trendthemen der Ent-
wicklung und Fertigung von Elektronik.

Das Spektrum in den Foren reicht von
Klnstlicher Intelligenz Uber gedruckte
Elektronik bis hin zu Obsolescence
Management sowie Automation in der
Elektronikfertigung.

Zu den HBhepunkten zahlen unter ande-
rem zwei Round Table Diskussionen
am zweiten Messetag (13.11.19). Im
productronica Forum in Halle A1 wird um
12 Uhr die Frage ,,Optimale Baugrup-
peninspektion - wie?" gestellt. Die
Round Table Teilnehmer um 15 Uhr im
PCB & EMS Speakers Corner in Halle B3 diskutieren Gber ,Cloud, Big Data, KI, Robotik
& Co: Wie viel Digitalisierung braucht die EMS-Industrie?". (MM)

Herrmann Ultraschalltechnik

Ultraschallverschweif3en
von Nichteisenmetallen

Herrmann Ultraschall ist seit Jahrzehnten Spezialist fiir das UltraschallschweiBen und
zeigt auf der Productronica sein neues SchweiBsystem HiS VARIO flir Metallverbindungen
wie Kupfer und Aluminium. Das System lasst
sich als Handarbeitsplatz nutzen oder auto-
matisiert in Produktionslinien integrieren.

Das Ultraschall-
SchweiB-System
,HiS VARIO W"

Beim VerschweiBen von Metallen spielen die
Prozess-Stabilitat und die Lebensdauer der
SchweiBwerkzeuge eine groBe Rolle. Bei der
Prozesseinrichtung muss ganzheitlich ge-
dacht und die Anwendung, das Material und
die Produktionsumgebung mit einbezogen
werden. Fir jede Anwendung werden opti-
male Prozessparameter und die dazu gehori-
gen Prozessfenster ermittelt, um eine gleich-
bleibend hohe Fertigungsqualitdt zu gewahr-
leisten. Oft gilt es auch, gewisse Material-
und Fertigunstoleranzen auszugleichen.

Prozessgrafik via Bildschirm
anzeigen und optimieren

Bild: :
Herrmann Ultraschalltechnik

Die Genauigkeit der Darstellung des Schweissprozesses steht bei Herrmann Ultraschall
seit Jahrzehnten im Vordergrund. Nur so lasst sich der Fligeprozess begreifen, optimieren
und Uberwachen. Die Systemsteuerung VARIO erzeugt eine grafische Darstellung des
zeitlichen Verlaufs aller relevanten ProzessgroBen wie Leistung, Flgeweg, Kraft,
Amplitude und Frequenz - mit einer sehr hohen Auflésung von je einem Messwert pro
Millisekunde. Die Kurven dokumentieren die Charakteristik der durchgefiihrten
SchweiBung und ermdglichen so eine Parameteroptimierung. Halle A5, Stand 171
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Dampfphasen - Reflow - Lotgerate fur
Laborbereich, Einzelstuicke bis Kleinserien

Schliissel"zu
Dampfphasenloten

MINI CONDENS IT PROFILER JUMBO CONDENS IT PROFILER DINO CONDENS IT PROFILER ENTLOTSYSTEM “IMD-DSS-1"

Max. Produktformat: Max. Produktformat: Max. Produktformat:
240 x 170 x 20 mm 430 x 230 x 20 mm 580 x 460 x 20 mm
9,44 x 6,7 x 0.78 Inch 6,9 x 9,05 x 078 Inch 22,83 x 18,1 x 0.78 Inch

IMDES CREATIVE SOLUTIONS __El w [m]
IM DES))) LuxemburgerstraBe 44B | D-48455 Bad Bentheim ¥

T: +49(0)5924-3320759 | E: info@imdes.de

CREATIVE SOLUTIONS E

Halle B2, Stand 332A | www.imdes.de
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bba connectivity
Neues

~TELASS 3000" (Att)
in Brandklasse B2ca

bda connectivity prasentiert
das neue TELASS 3000 mit
Brandklasse B2ca,

mit einer Schirm-

wirkung besser

als A*+,

TELASS 3000-B2 1

Bild:
bda
connectivity

Brande in Gebauden fordern
einen hohen Tribut an Men-
schenleben.

Allein im Jahr 2015 kamen
allein in Deutschland 343
Personen durch Rauch,
Feuer und Flammen ums Le-
ben, davon 206 Personen in
Gebduden oder Bauwerken.
Die deutsche Kabelindustrie
hat daher eine Generation
von Kabeln entwickelt, die
im Brandfall weniger Rauch
und giftige Gase entstehen
lassen. Das bedeutet bes-
sere Sichtbedingungen und
verbesserte Chancen flr die
flichtenden Menschen sowie
geringere Gefahren flr die

Rettungskrafte.
bda connectivity bringt mit
dem neuen dreifach ge-

schirmten 75-Ohm-Koaxial-
kabel TELASS 3000-B2 der
erfolgreichen TELASS-Serie
ein Produkt auf den Markt,
das mit Brandklasse B2ca -
sla, di, al die brandschutz-
technischen Anforderungen
an Gebaudeinstallationska-
bel voll erfillt. Das Kabel
entspricht den Normen EN
50117-2-4 und EN 50575 flr
das Verhalten im Brandfall.
Hinzu kommt noch eine
Schirmwirkung, die gemaf
EN 50117:2004 besser ist als
A**, In Zahlen ausgedrickt:
Der Kopplungswiderstand ist
mit <0,9 mQ/m bei 5-30
MHz geringer als die gefor-
derten Werte fir die Schirm-
wirkung At+.

Halle A5, Stand 120
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Start-up Plattform
Business Netzwerk

auf der Talents Stage

Nach den erfolgreichen Ausgaben von ,electronica Fast Forward" in den Jahren 2016
und 2018 findet dle PIattform fur Elektronik Start-ups erstmals bei der diesjahrigen
productronica statt. Die Innovatio-
nen reichen von kontaktlosen Be-
stiickungsmaschinen bis hin zu KI
gestutzter Gestensteuerung.

Start-up Area in Halle B2

Rund zehn junge Unternehmen ha-
ben ihre Bewerbungen fir den dies-
jahrigen ,productronica Fast For-
ward" Award eingereicht. Eingebet-
tet in den Ausstellungsbereich ,Ac-
celerating Talents" zeigen die
Start-ups am ,productronica Fast
Forward® Stand in Halle B2 ihre
Produkte. Zusatzlich finden auf der
Talents Stage taglich Pitches, Vor-
trage und Workshops der Start-up
Szene statt. Anhand der Prasentationen am Stand und den Pitches vor Publikum be-
wertet eine unabhangige Jury die einzelnen Unternehmen.

Umfangreiches Startpaket fiir Award Gewinner

Die Entscheidung, welches Start-up erstmals den ,productronica Fast Forward" A-
ward 2019 gewinnt, fallt am letzten Messetag (Freitag, 15. November). Zwischen
11:00 und 11:30 Uhr finden auf der Talents Stage in Halle B2 die finalen Pitches
statt, der Sieger wird um 13:00 Uhr bekannt gegeben. Der Gewinner erhalt eine
Standflache auf der productronica 2021 sowie ein Marketingpaket im Wert von
25.000 Euro von Elektor International Media.

Darlber hinaus beteiligt sich Distrelec als Platinsponsor, sowie die Aussteller Kurtz
Ersa, Weller, Almit und Bernstein als Sponsoren and der Fast Forward. (MM)

maxon Group

Innovative Antriebssysteme

Die maxon Group zeigt Ihnen gerne seine Neuheiten wie beispielweise die EC flat
Motoren Erweiterung mit integrierter Lftungsfunktion und die neuen Eisenbehafte-
ten ECX Torque Motoren auf Basis der ECX
Speed Plattform.

Die birstenlosen ECX Speed Motoren zeich-
nen sich mit ihrer eisenlosen Wicklung speziell
durch einen groBen Drehzahlbereich und ho-
her Leistung aus. Neu auch im Bereich Medical
sterilisierbar erhaltlich. Zudem mdchten ma-
xon Ihnen gerne seine Neuerungen der maxon
Steuerungen aus der EPOS4 Familie zeigen
(EtherCAT) sowie den Mastercontroller ZUB,
diese treiben die burstenbehafteten Gleich-
. strommotoren mit digitalem Encoder sowie
blrstenlosen EC- Motoren mlt digitalen Hallsensoren und Encodern an. Entdecken Sie
auch am Messestand nicht nur die Standard Reihe, sondern auch die EC-i 30 Reihe
mit integrierter Elektronik.

Halle B2, Stand 301
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TRESTON Deutschland GmbH
Verbessern Sie Ihre Produktivitat

und Effizienz mit der ,,Treston Tower
Aufbewahrungs- und Arbeitsstation"

Die Treston Tower Aufbewahrungs- und Arbeitsstation ldsst sich einfach an unterschiedliche Aufgaben
anpassen. Arbeitspldtze, die nach der LEAN-Philosophie eingerichtet sind, ermdglichen ergonomisch gtlins-
tiges Arbeiten, da alle Werkzeuge und Komponenten genau in der richtigen Héhe des Anwenders platziert
werden kénnen.

Treston Tower ist ideal geeignet flir Fahrzeug- und Maschinenmontagelinien, Service- und Wartungsabtei-
lungen sowie fiur alle Arbeiten, bei denen ein hoher Bedarf an mobilen Aufbewahrungslésungen und Ar-
beitsstationen in der Nahe des zu bearbeitenden Produkts besteht. Max. Tragfahigkeit: 600/1000 kg (mit
Rollen/mit Sockel).

Video: Treston Tower ,,Aufbewahrungs- und Arbeitsstation

Modulare Industrie-Arbeitsplatze fiir bessere Ergonomie

Wie ware es, einen Kollegen an Ihrer Seite zu haben, der die einténigen und wenig ergonomischen Aufgaben
fir Sie erledigt? Dies kénnte in der Arbeitswelt 4.0 Realitdt werden, wenn namlich unsere Kollegen kleine,
kollaborative Roboter waren, die Seite an Seite mit dem Menschen arbeiten und diese Tatigkeiten flr uns
Ubernehmen.

Kdnnte es eine clevere Teilemontage sein oder unterstitzt der Cobot einfach nur beim Schrauben oder Kleben?
Oder wird er fiir die Inspektion, Kommissionierung, Verpackung oder fiir Priifarbeiten eingesetzt?

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns Uber dieses brandaktuelle Thema auf der ,productronica® zu diskutieren und
freuen uns auf Ihren Besuch.

TRESTON Halle A1, Stand 326
www.treston.de
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dankl+partner & MCP
Kosten senken durch
Positionsbestimmung
der Instandhaltung

Knapp 300 Verantwortliche
haben das Analysetool Ex-cel-
lence Radar INSTANDHAL-
TUNG in den letzten Monaten
genutzt. Grund genug fir Initi-
ator Andreas Dankl Feedback
einzuarbeiten und eine aktuali-
sierte Version online zu stellen.
»~Techniker sind immer unter
Zeitdruck. Das Tagesgeschaft
fordert. Fir strategische The-
men bleibt da oft keine freie
Minute. Wir merken, dass
durch die schwachelnde Kon-
junktur wieder ein deutlicher
Kostendruck auf die Instand-
haltungsorganisationen  ent-
steht. Alle, die sich wappnen
mochten und Kosten- sowie
Optimierungspotentiale frih-
zeitig aktivieren wollen, denen
sei der Excellence Radar ans
Herz gelegt.", so Dankl.

Das Online-Analysetool Ex-cel-
lence Radar INSTANDHAL-
TUNG ist seit September 2019
in der erweiterten Version ver-
fligbar und liefert eine kom-
pakte Bestandserhebung der
Instandhaltungsorganisation.
Auf Basis aussagekraftiger
Kennzahlenvergleiche werden
den interessierten Usern Er-
gebnisse geliefert, die sie so-
fort flr die Verbesserung ihrer
eigenen Organisation verwen-
den koénnen. Ganz nach dem
Motto ,agieren statt reagieren'
sollen Verantwortliche damit
objektiv aufzeigen kénnen, wie
gut die eigene Organisation
funktioniert und wo Luft nach
oben ist.

Halle B2, Stand 133
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Vernetzen
Sie Ihre Welt
mit unserer Welt
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Das bietet die productronica
fur den Elektronik Nachwuchs

Die Weltleitmesse fur Entwicklung und Fertigung in der Elektronik schafft in diesem Jahr
eine elgene Plattform fur Nachwuchskréafte. Vom 12.11. bis zum 15.11.19 haben Stu-
, denten, Absolventen, Young Professi-
onals und Start-ups die Mdglichkeit,
auf der productronica Einblicke in die
Elektronikfertigung zu erhalten und
berufliche Kontakte zu knlpfen.

Wie der VDE Tec Report 2019
zeigt, betrachten Elektronikunter-
nehmen den Mangel an Fachkraften
als gréBte Konjunkturbremse. Rund
60% der Uber 1.300 befragten VDE
Mitgliedsfirmen gaben an, dass sich
fehlendes Fachpersonal negativ auf
die wirtschaftliche Entwicklung aus-
wirken wird. Um den Austausch zwi-
schen Arbeitgeber und Nachwuchs-
personal zu optimieren, gibt es in die-
sem Jahr erstmals den Themenbereich ,,Accelerating Talents™ auf der productronica.

Erstmals Hackathon Challenge auf der productronica

Zwischen dem ersten und dritten Messetag stellen sich Studenten und Young Professio-
nals aus den Bereichen Elektrotechnik, Automation, Maschinenbau sowie Wirtschaftsin-
genieurwesen den Aufgabenstellungen von productronica Ausstellern. Die Teilnehmer
haben 48 Stunden Zeit, die Challenge zu bearbeiten und eine Lésung zu prasentieren.
Als Gewinn wartet auf die Siegerteams jeweils ein vierstelliger Betrag. Unterstitzt wird
die erste Hackathon Challenge auf der productronica vom VDMA Productronic und dem
Fraunhofer Institut fir Zuverlassigkeit und Mikrointegration (IZM). (MM)

Seite 10

KombiTec GmbH
Mikro-Kompaktieren und SchweifB3en
in einem Arbeitsschritt

Das WiderstandsschweiBen als Verfahren zur Herstellung hochwertiger Verbindungen
von elektrisch leitfahigen sowie mechanischen Bauteilen ist seit langem ein

etablierter und bewahrter Prozess.
Diese Technologie ermdglicht sowohl prazise

reproduzierbare als auch sichere Verbindun-
gen. Da keine weiteren Zusatzstoffe bendétigt
werden, ist dies eine kostengtinstige Variante
der Verbindungstechnik. AuBerdem ist die
Methode fiir eine breite Palette an leitfahigen
Werkstoffen geeignet und in nahezu allen in-
dustriellen Bereichen anwendbar, in denen
kleine bis kleinste (0,10 mm 2) Bauteile ver-
bunden werden sollen. Die zunehmende Mini-
aturisierung stellt die Technik und die Ent-
wickler vor immer neue Herausforderungen.

Bild:
KombiTec GmbH

Eine besonders interessante Aufgabe ist das Verdichten (Kompaktieren) von diinnen
Litzendrahten (Filamente @ 0,142 mm) zur anschlieBenden Weiterverarbeitung sowie
die Herstellung von linearen Verbindungen zwischen Litzendrahten und/oder Drahten
bzw. Terminals.

Halle B2, Stand 215
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GermanRobotics GmbH

Deutsche Spitzentechnik -
fur jedermann zuganglich

Neues wagen, mutig vorangehen, die Mdglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung konsequent
nutzen - aber zugleich Arbeitsplatze und Unternehmen absichern. Welch ein Widerspruch! Uberall hért
man doch, dass die Automatisierung Arbeitsplatze kosten wird.

GermanRobotics

Wir von GermanRobotics sagen: Das stimmt! Arbeitsplatzen wird es an den Kragen gehen...

...doch vorwiegend solchen, die kein Mensch mehr machen mdchte - und fir die Unternehmen kaum
Mitarbeiter finden! Welcher Facharbeiter setzt sich heute noch 8 Stunden freiwillig an einen ergonomisch
nicht zu vertretenen Arbeitsplatz und legt stupide irgendwelche Teile in eine Vorrichtung ein?

Richtig. Keiner! Da will jeder weg, so schnell es geht. Auch bei einfachsten Tatigkeiten gibt es mittlerweile
Fachkraftemangel — und hohe Fluktuation. Das kostet schlimmstenfalls Qualitat, auf jeden Fall aber Zeit
und Nerven.

Doch groB ist die Skepsis gegenliber dieser bunten, neuen Welt. Zu allererst missen wir daran gehen,
den Bedenken in den Unternehmen zu begegnen, um diese abzubauen. Daher sprechen wir beim Panda
ganz bewusst auch nicht von einem ,Roboter", sondern von einem flexiblen Werkzeug, das den Werker
unterstitzt.

Wir als GermanRobotics wollen, dass unser Mittelstand von dem in Miinchen von Franka Emika erarbeite-
ten Knowhow profitiert und die intelligenten Werkzeuge, wie der Panda, gerade auch bei kleineren Unter-
nehmen Einzug finden. Um den Personalmangel zu entspannen. Geringqualifizierten Perspektiven zu ge-
ben. Produktion wieder zurtick nach Europa zu holen.

Denn Automatisierung hin oder Digitalisierung her: Die Produktion werden wir hier in Europa brauchen,
damit auch die nachfolgenden Generationen auf soliden Fundamenten stehen kénnen!

FT GERMA N Halle A2, Stand 540
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Bungard Elektronik
Ihr Weg
zur Leiterplatte ...

Bungard Elektronik GmbH &
CO KG stellt seit 1961 Pro-
dukte fur die professionelle
Leiterplattenprototypen und
Kleinserienfertigung her und
erganzt ihr Produktprogramm
im Jahr 2019/2020 um einen
SMT Bestlickungsplatz flir den
glinstigen aber professionel-
len Einstieg bestehend aus:

~Siebdruckanlage
Print Star3000"

~Reflowofen
HOT AIR 3000"

und ,SMT 3000 ECO light™
Handbestiickungsplatz

Halle B3, Stand 330
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Accelerating Talents
in der Halle B2

Daruber hinaus beteiligen sich unter anderem Komax, Schleuniger, die Elektronikver-
bande SEMI und ZVEI sowie das Elektronlkmagazm NEO als Sponsoren des Hackathon

3 und stellen auch Vertreter fur die Jury.
Dariiber hinaus bietet die productro-
nica noch weitere Angebote fir Stu-
denten, Absolventen und Young Pro-
fessionals in der Halle B2. Der Bereich
Accelerating Talents umfasst drei
groBe Themenblécke: Talent Gate-
way, Career Center und Education
Path.

Im Talent Gateway durchlaufen Besu-
cher einen Parcours und beweisen
dort ihre besonderen Fahigkeiten. Zu
den Parcours-Modulen zdhlen Escape
Truck, Agile Barista Schulung, QR
Code Rallye sowie Tech-Slams auf der
Talent Stage.

‘ Einblicke in die Job-Profile der Elektro-
nikfertigung ermdoglicht das Career Center. Neben Stellenangeboten am Job Board steht
auch ein Career Café flr personliche Gesprache zwischen Unternehmen und Nachwuchs-
kraften zur Verfliigung.

productronica Fast Forward feiert Premiere

Neben Nachwuchskraften liegt der Fokus in der Elektronikfertigung ebenfalls auf
Start-ups. Im Rahmen von productronica Fast Forward zeigen junge Unternehmen
ihre Produkte und Lésungen auf einer eigenen Ausstellungsflache sowie einem Fo-
rum in der Halle B2. Die Unternehmen mit den zukunftsfahigsten Lésungen erhalten
am letzten Messetag den productronica Fast Forward Award. (MM)

ENGMATEC zeigt Leiterplattenhandling
mit fahrerlosem Transportsystem

Auf der productronica 2019 in Minchen stellt ENGMATEC
eine Priflinie mit Testhandler und Boardhandling aus. Flr das
Handling der Leiterplattenmagazine wird diesmal ein 2-fach
Loader/Unloader-Modul eingesetzt.

Das Boardhandling-Modul verfligt Gber eine entsprechende
Schnittstelle, um Uber ein fahrerloses Transportsystem
(FTS) mit Magazinen versorgt zu werden. Die Be- und Ent-
ladung erfolgt autonom Uber das FTS. In der Messekonstel-
lation wird die Leitsteuerung des Transportfahrzeugs durch
die Priflinie Gbernommen, beim Einsatz in der Produktion
erfolgt dann die Steuerung durch ein zentrales, kunden-
seitiges Flottenmanagement.

Das FTS kann fir die Handhabung von Magazinen, Trays,
KLT sowie samtliche automatisierbare Ladungstrager in
SMD-Linien, Prif- und Montagelinien eingesetzt werden.

Halle A1, Stand 459

Bild: ENGMATEC GmbH
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Finmasigroup PCB-Divison: EPN (D) - Cistelaier (IT) - Techci (FR)

Hightech Leiterplatten

p CISTELAIER D TECHCI D EPN

PCB Leading Technology — Rhéne Alpes — — Electroprint—

Wir informieren Sie dariber, dass die PCB-Division der Finmasi-Gruppe mit ihren 3 Leiterplattenherstellern
Cistelaier S.p.A. (Italien), Techci Rhone-Alpes SA (Frankreich) und EPN Electroprint GmbH (Deutschland)
auf der productronica 2019 ausstellen wird.

Das Ziel der PCB-Division der Finmasi-Gruppe ist es, unseren Partnern einen
~globalen Service"™ zu bieten, wobei ,global® bedeutet, dass wir in der
Lage sind, unseren Partnern folgendes bieten zu kénnen:

Alle Leistungen:

e Design Rule Check

e Design For Manufacturing

e Co-Design support

e Electro Magnetic Check Analysis
e Fast Prototyping Service (QTA)

-
.
.
o,

Alle Technologien: Bild: EPN

I\\

Rigid, Rigid-Flex, HDI, Microwave and ,specia
Length/width combination up to 855/464 mm
Thickness up to 5 mm

Copper thickness up to 0,5 mm

Copper coins and bus bar implementation
More than 100 different kind of base materials

ENIG, ENEPIG, chemical tin, lead- and lead-free HAL, silver, OSP, hot oil reflow Beschichtungen
Grin, Rot, Blau, Schwarz, WeiB, Grau und auf Anfrage spezifische RAL-L6tmaske

All markets/applications

products

Was die PCB-Division zu einem “einzigartigen” Gesprachspartner macht, sind die Zulassungen fiir:

Industrial sector: ISO 9001

Aeronautic, Space and Defence sector: UNI EN 9100
Civil avionic: NADCAP

Automotive sector: IATF: 2016

Medical devices: ISO 13485

Railway sector: ISO/TS 22163

Space sector: trough ESA ECSS Group 6 rules

und in der Lage zu sein nach folgenden Standards produzieren zu kénnen:

IPC-A-600, Klasse 2 oder Klasse 3
IPC 6012 (Rigid), IPC 6013 (Rigid-Flex), IPC 6016 (HDI) and IPC 6018 (Microwave)
MIL-P-55110 (Rigid) und MIL-P-50884 (Rigid-Flex)
ESA-ECSS - Q - ST - 70 - 10C /11C /12C
ESA-ECSS - Q - ST - 70 - 60C

Unser Personal ist IPC zertifiziert

e 4 davon sind qualifizierte IPC Trainer
e 9 davon sind qualifizierte IPC Spezialisten

FINMASI
Halle B3, Stand 329 PCB Division

www.cistelaier.it
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DUALIS GmbH IT Solution
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Neuheiten zur Planung und
Optimierung der modernen Fabrik

In der gesamten Industrie steigt der-
zeit der Digitalisierungs- und Auto-
matisierungsgrad. Die DUALIS
GmbH IT Solution bietet Lésungen,
um Risiken zu minimieren und die
vernetzte Fabrik kalkulierbar zu ma-
chen: die Planungssoftware AREA-
PLAN, das Advanced Planning and
Scheduling-System (APS) GANTT-
PLAN und die 3D-Simulationsplatt-
form Visual Components. Auf der
productronica zeigt DUALIS unter
anderem neue Funktionalitaten zu
AREAPLAN und launcht das Release
5.9 von GANTTPLAN.

Die Losung AREAPLAN fungiert als
Planungssoftware, die eine bessere
Ausnutzung von knappen Flachen in
Werkshallen und damit die effiziente
Fertigung groBer Produkte unter-
stlitzt und wurde jlingst um eine
neue Funktionalitat erweitert: Die ef-
fiziente Flachenplanung ist ab sofort
mit integrierter Plausibilitatsprifung
realisierbar.

DUALIS demonstriert auBerdem auf
der Messe, wie das APS (Advanced

Planning and Scheduling)-System
GANTTPLAN die Optimierung von Pla-
nungsablaufen in smarten Fabriken
unterstitzt und zeigt das neue GANTT-
PLAN-Release 5.9 mit erweiterten
Funktionen wie der Generierung von
Auftragslosen. Ein Auftrag kann so in
mehrere Auftrdge aufgespalten wer-
den, so dass kleinere Lose entstehen.
Zudem bietet DUALIS neue KPIs zur
Auswahl in tabellarischen Reports wie
beispielsweise  Umschlagshaufigkeit
und Arbeitsplatzproduktivitat.

Mit 3D-Simulations-
plattform robotergestiitzte
Prozesse optimieren

AuBerdem stellt DUALIS Neuheiten der
3D-Simulationsplattform Visual Com-
ponents wie das von DUALIS entwi-
ckelte Post-Prozessor Add-on vor. Die-
ses eignet sich speziell fiir Roboterpro-
grammierer, OEM und OLP.

Halle A3, Stand 404

OMRON stellt
eine neue SPI
Generation vor

OMRON, bekannt durch 3D AOI und
AXI Systeme, ist mit den SPI Syste-
men der VP6000 Serie

schon lang einer
der Hersteller,
die alle 3D
Inspektions-L6-
sungen aus ei-
ner Hand bieten
kann. Diese Ge-
rate sind auch
Uber ihre Soft-
ware Verbindun-
gen, prozesslber-
greifend einsetzbar.

NEU nun eine 3D SPI modernster Kon-
struktion. Das Gehause wurde ergono-
misch erstellt, sodass der Touch Screen
bereits eingebunden ist und Monitore
nicht stérend in der Linie hangen. Auch
die Software erscheint in einem moder-
nen Stil auf neuster Hardware. Im Sys-
tem wurde eine Technik verbaut, die
einmalig ist. Bei der Bestellung des
Systems stehen 3 verschiedene Auflo-
sungen zur Verfiigung (25, 20 oder
15um). Halle A2, Stand 331

Bild:
ATEcare
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N\ Preisgiinstige
e Dampfphasen - Reflow -
oLuTioNs= Lotgerdte fiir Laborbereich,

\\\\\\\\\é - == 1 I 1
eflew eleng Einzelstucke bis Kleinserien

MINI CONDENS IT PROFILER e JUMBO CONDENS IT PROFILER
DINO CONDENS IT PROFILER e Dampfphasen Entlétgerat

High End Létpasten

Galden das Warmeulbertragungsmediums flir das Dampfphasen Loten

Dampfphasenléten, auch Vapor Phase- oder Kondensationsléten genannt, ist ein prozesssicher,
qualitativ hochwertiger, materialschonender Reflow- 2 A

g . R Condensation-or Vapor Phase Soldering —
prozess. Es ist ein kostenglinstiges, umweltfreund-

liches Verfahren!!!ll
Auf der Productronica 2019 stellen wir unser : ¢
IMDES Entlotsystem IMD-DSS-1 vor. W ﬂ

Der Dampfphasenprozess ist nicht allein ge- Lead Free  Nitrogen Oxide Free Energy Saving
eignet zum Reflowloten. Auch um schonend und sicher Bauelementen auszuléten.
Dazu haben wir das IMDES Entl6tsystem IMD-DSS-1 entwickelt.

Das IMDES Entlotsystem IMD-DSS-1 ist ein schnelles und kostengtinstiges Hilfsmittel zum
Rework von Bauteilen (wie BGA's und QFB's).

Einzelne Komponenten kénnen ohne die Baugruppe zu Uberhitzen bequem und schonend von
einer Baugruppe entfernt werden.

Hierflr wird das Reparatursystem mit dem zu entlétenden Bauteil verbunden, und gemeinsam
mit der Baugruppe in der Dampfphasenlétanlage auf Schmelztemperatur gebracht.

DIE VORTEILE

e Preisgunstig

o Einfach zu bedienen

e Kann in jeder Dampfphasenlétmaschine verwendet werden

o Keine Beschadigung von Bauteilen oder Leiterbahnen

o Oxidationsfreier Prozess

» Homogene und spannungsfreie Erwarmung der Baugruppe

« Keine Uberhitzung des zu entlétenden Bauteils oder der Baugruppe

o Weder Spezialdlisen noch Werkzeuge flir unterschiedliche Bauteilformen
» Bleifreie Bauteile kbnnen problemlos entlétet werden

IMDES CREATIVE SOLUTIONS [s]{w[s]

"

iM DES))) LuxemburgerstraBe 44B | D-48455 Bad Bentheim &

T: +49(0)5924-3320759 | E: info@imdes.de E
Halle B2, Stand 332A | www.imdes.de

CREATIVE SOLUTIONS
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ATEcare Service GmbH
4K-Mikroskop-
technologie mit FOCUS
Stacking

Fur die hochauflésenden UHD
(4K) Video-Mikroskope von
Inspectis zur Inspektion in un-
terschiedlichsten Bereichen,
ist jetzt auch Focus-Stacking
verfligbar. Damit kdnnen nun
Aufnahmen erzeugt werden,
die neben einer hohen Detail-
genauigkeit zusatzlich auch
noch eine hohe Scharfentiefe
aufweisen.

Scharfentiefe und
Detailgenauigkeit auf
hochstem Niveau

Beim Inspizieren mit sehr ho-
hen Ho6henunterschieden ist
es ohne Focus-Stacking quasi
nicht madglich, alle Bildberei-
che gleich scharf abzubilden.
Man miusste sich daher ent-
scheiden, ob man den Fokus
eher auf die hohen Bereiche
oder auf die tiefer liegenden
Bereiche (z.B. kleine Bauele-
mente) einstellt.

Au. chn/tt mit ,extended focus
Bild: ATEcare

Das Focus-Stacking-Verfah-
ren ermoglicht die Erstellung
von Aufnahmen, in denen so-
wohl nahe als auch weiter ent-
fernte  Bildbereiche gleich
scharf abgebildet sind. Daflr
wird von der entsprechenden
Szenerie zunachst eine Serie
von Bildern aufgenommen,
bei denen die Fokussierung
jeweils leicht verandert
wurde, so dass sich die einzel-
nen Bilder ausschlieBlich in ih-
rer Scharfelage unterschei-
den. Bei der anschlieBenden
Montage werden von der Spe-
Zialsoftware ProX die jeweils
scharfsten Bereiche der Bilder
zusammengefigt.

Davor muss noch eine Bild-
transformation zur bestmdg-
lichen Uberlagerung der Bilder
durchgefiihrt werden.

Halle A2, Stand 331
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Fortsetzung von Seite 1
Semiconductors
Winzige Chips sind die wichtigste
Technologie der modernen Welt

HaIbIelter sind allgegenwartig. Selt 1978 nimmt ihre Stlickzahl weltweit mit einer durch-
schnittlichen jahrlichen Wachstumsrate
von 8,9% zu. 2018 zahlten die Branchen-
experten von IC Insights dann erstmals
Uber eine Billion ICs, Sensoren sowie op-
tische und diskrete Komponenten (O-S-
D). Sie sorgten laut Gartner fir einen
Umsatz von 476,7 Mrd. US-Dollar - ein
Anstieg von 13,4% gegenliber 2017.
Knapp 35 Prozent davon entfielen auf
den Bereich ,Speicherbausteine". Der soll
nun in diesem Jahr laut WSTS (World
Semiconductor Trade Statistics) um
Uber dreiBig Prozent einbrechen und da-
mit den Halbleitermarkt um zw®6If Prozent
ins Minus ziehen. Dabei kommt Europa
im Gegensatz zu Amerika (-23,6%), Ja-

‘ pan (-9,7%) und dem asiatisch-pazifi-
schen Raum (-9,6%) mit einem Rickgang von 3,1% vergleichsweise glimpflich davon.
Schon 2020 ist allerdings weltweit wieder mit einem Plus (5,4%) zu rechnen.

Ungeachtet dessen resultieren die raschen Technologiewechsel der hochkomplexen und
maschinenintensiven IC-Herstellung in einem steigenden Bedarf an neuer Ausrlistung. So
schatzen die Analysten von ,The Insight Partners® den Umsatz bei den Herstellern von
Anlagen und Maschinen fir die Halbleiterproduktion im letzten Jahr auf 62.1 Mrd. US-Dol-
lar. Bis 2027 sind dann bei einer durchschnittlichen jahrlichen Wachstumsrate (CAGR) von
5,2% Gesamteinnahmen von 101.58 Mrd. US-Dollar zu erwarten. Der gréBte Teil davon
entfallt auf die Wafer-Produktion, gefolgt vom Test-Equipment.

Die Halbleiterbranche st6Bt allerdings mittlerweile nicht nur an physikalische, sondern
ebenso an finanzielle Grenzen. Fabriken fir den Bau von 7-Nanometer-Chips kosten, unter
anderem durch die Umstellung des Lithografie-Verfahrens auf extrem kurzwelliges ultravi-
olettes Licht (EUV), viele Milliarden Dollar. (MM)

Seite 23

Hammerlit GmbH
~Qualitat schafft Vertrauen"

Der Unternehmensbereich halitec® der Hammerlit GmbH hat sich auf die Ausstattung
und Entwicklung von Logistikkonzepten von Reinrdumen und Umkleidungsbereichen fur
die pharmazeutische Industrie, Laboratorien, die Lebensmittelindustrie und Krankenhau-
ser spezialisiert. Im sensiblen Reinraum-, Labor- oder Pharmabereich ist steriles Arbeiten
unbedingt erforderlich. Reinraumtische, Kittelhdnge-Schuhsysteme und verschiedene
Arten von Schranken zdhlen hierbei zum Artikelsortiment, sowie Personenschleusen und
Einrichtungen fiir Reinraumbereiche nach ISO Klassen.

Die Hammerlit GmbH, gegriindet im Jahr 1954, ist ein innovatives, international tatiges
Unternehmen mit Sitz in Ostfriesland und eigenen Tochtergesellschaften in Osterreich,
der Schweiz und Polen sowie kompetenten Vertriebspartnern in den meisten Landern
Europas. Das Exportgeschaft, auch im auBereuropdischen Ausland, wachst stetig. Als
Spezialist flr Logistikgerate fur Kliniken und Pflegeeinrichtungen wird Wert auf hochste
Qualitat und Ergonomie der Produkte gelegt. Ebenso auf Innovation und die kontinuier-
liche Verbesserung innerbetrieblicher Prozesse. Entsprechend wurde schon vor Jahren
ein Qualitdtsmanagementsystem eingeflihrt und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das
zertifi zierte Umweltmanagementsystem gem. DIN EN ISO 14001 wurde im Jahr 2016
eingefuhrt. Halle B3, Stand 161
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MES meets IIoT
ITAC mit neuen Edge- und Analyse-

Tools auf der ,,productronica™

Ein zukunftsfahiges Manufacturing Exe-cution System (MES) besitzt Interfaces zu IoT-
/11oT-Applikationen und enthalt Features, die Verwaltung, Kontrolle, Datenerfassung
und Analyse unterstitzen.

Bild: iTAC Software AG

So entstehen mehrschichtige Gesamtsysteme flir die intelligente Fabrik. Die
iTAC.MES.Suite der iTAC Software AG besitzt diese Fahigkeiten und wird stetig
weiterentwickelt. So wurde das MES jlingst um neue Edge- und Analyse-Tools vere-
delt. Das iTAC.IIoT.Hub und die iTAC.IIoT.Edge werden auf der ,productronica®™ in
Minchen vorgestellt.

Die MES- und IIoT-Lésungen von iTAC unterstiitzen transparente, automatisierte Pro-
duktionsablaufe. Dabei beinhaltet das bewdahrte Manufacturing Execution System
iTAC.MES.Suite verschiedene Services zur Vernetzung, Automatisierung und Analyse
von Produktionsprozessen.

Integrierte IoT-/IloT-L6ésungen runden das MES von iTAC ab. So entsteht die Basis
fur die direkte Einflussnahme auf Fertigungsprozesse und beeinflussende Parameter,
um dynamische Anderungen hervorzurufen, den Gesamtprozess stabil zu halten und
somit Fehler vermeiden.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Mdéglichkeit, IloT-Daten, denen sogenannte un-
strukturierte Daten in Form von Sensor-Daten (z.B. Vibration, Temperatur etc.) zu
Grunde liegen, mit MES-Daten einfach zu flachen Datenstrukturen zu verkntpfen und
diese Daten nahezu in Echtzeit zu analysieren. Die neuen Analytics-Funktionen von
iTAC bieten dies und mit ihnen lassen sich individuelle Use-Cases des Kunden flir die
spezifischen Anforderungen der Elektronikproduktion und andere Fertigungsbereiche
schnell realisieren.

IoT-Integrations-Gateway

Teil der neuen iTAC-Produkte zur Erstellung von IIoT-Use-Cases ist der iTAC.IIoT.Hub.
Mit ihm kénnen Sensoren und andere Daten, z.B. MES-Daten, zu flachen Datenpakten
zusammengefligt und in eine zeitliche Sequenz gebracht werden. Zusatzlich dazu kénnen
die Datenpakete dann an das iTAC-Edge-Device oder andere Analyse-Tools weitergeleitet
und dort analysiert werden.

Halle A3, Stand 404

HT-Eurep Messtechnik
Gerat zur Nachbear-
beitung von versiegel-
ten Blistergurten

Nachdem Ihr Blistergurt be-
reits versiegelt ist, stellen Sie
fest, dass ein Bauteil falsch in
der Tasche liegt, beschadigt
ist oder fehlt? AMTEC.PRO
bietet jetzt eine Lbésung: die
neue Tape & Reel Rework Sta-
tion. Mit der Rework Station
lassen sich Blistergurte von
8-56 mm Breite nach der Ver-
siegelung ganz einfach bear-
beiten: der jeweilige Blister-
gurt wird in die Rework Sta-
tion eingelegt, das Deckband
an der zu bearbeitenden Stelle
des Blistergurts abgehoben
(z.B. um ein Bauteil zu tau-
schen) und anschlieBend wird
das Deckband Uber eine ma-
nuell zu betdtigende Heizkufe
wieder mit dem Tragergurt
versiegelt.

Auch flr Falle, in denen das
Deckband nicht vollstandig
mit dem Tragergurt versiegelt
ist, bietet sich eine Nachbear-
beitung mit Hilfe der Rework
Station an.

AMTEC.PRO
Tape & Reel
Rework Station

Bild:
HT-Eurep
Messtechnik

Aufbau und Funktionsweise
der Tape & Reel Rework Sta-
tion sind einfach und durch-
dacht. Der Gurttransport er-
folgt Gber Handkurbeln, flr die
einfache und prdzise Einstel-
lung der Gurtbreite ist ein
Drehrad vorhanden. Die Heiz-
kufe lasst sich stufenlos positi-
onieren, so dass entweder eine
Seite des Gurtes wieder versie-
gelt werden kann, oder auch
nacheinander beide Seiten. Die
Einstellung erfolgt sehr einfach
und intuitiv Gber ein Touch Dis-
play. Hier kann auch die Tem-
peratur der Heizkufe individu-
ell eingestellt werden.

Halle A2, Stand 214
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MES meets IIoT

iTAC presents new
edge and analytics
tools at productronica

Future-proof manufacturing
execution systems (MES) of-
fer interfaces to IoT/IIoT ap-
plications and include fea-
tures that support admin-
istration, control, data acqui-
sition and analytics - provid-
ing the basis for complete
multi-layer systems deployed
in smart factories.

iTAC.MES.Suite from iTAC
Software AG (www.itacsoft-
ware.com) meets these re-
quirements and is constantly
being further developed. Re-
cently, the MES has been en-
hanced with new edge and
analytics tools. iTAC.IIoT.Hub
and iTAC.IIoT.Edge will be
presented at the produc-
tronica trade fair from 12 to
15 November in Munich.
Hall A3, Booth 404

Advertisement

productronica
in Munich

Floor plan
12t to 15" Nov 2019
Fair ground
Munich (Germany)
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Approachable Electronics
Manufacturing at productronica

In just three weeks, the world’s leading trade fair for electronics development and
production opens its doors at the
. grounds of Messe Minchen. In addi-
tion to solutions and products from
more than 1,500 exhibitors, produc-
tronica offers an extensive support-
ing program with live demonstrations
and many presentations and discus-
sion groups in three topic forums.

| The trend topics at this year's
productronica are smart factory and
smart maintenance. Visitors will find
a large choice of best practice exam-
ples and presentations at the booths
of the exhibitors and at special shows
and forum stages.

From 3D AOI to CFX Process Line -
Live Demonstrations at productronica

The 3D AOI Arena celebrates its premiere at this year’s productronica. In Hall A2, it
will provide an overview of the market for 3D automated optical inspection. Among
others, you will meet companies such as Cyberoptics, Omron, Viscom, and Yamaha
at the special show, where they will present their solutions several times each day.
Another premiere will take place in Hall Al. The IPC CFX process line shows the
possibilities offered by standardized communication from machine to machine in
electronics manufacturing.

The Smart Maintenance Pavilion in Hall B2 provides some
insights into smart maintenance within the scope of a smart
factory. The examples range from quality assurance with
deep learning to online monitoring of machines.

Visitors to the clean room event stage in Hall B2 will discover
the requirements involved when working in clean rooms.
Equipped with virtual reality glasses, visitors enter a 3D-
animated clean room and carry out various tasks. (MM)

bda connectivity

New “TELASS 3000” (A**) in
Fire Classification B2,

bda connectivity presents the new TELASS 3000 with fire classification B2ca, with a
screening effectiveness better than A+*. Fires in buildings take a heavy toll on human
lives. In 2015, 343 people lost their lives in Germany due to smoke, fire and flames;
206 of them in buildings or structures. Therefore, the German cable industry has
developed a generation of cables that emit less smoke and toxic gases in the event
of a fire. This means better visibility conditions and improved opportunities for people
to be rescued as well as less danger for the emergency services.

With the new triple shielded 75 Ohm coaxial cable TELASS 3000-B2 of the successful
TELASS series bda connectivity launches a product on the market, which fulfills the
fire protection requirements of building installation cables with fire class B2ca - sla,
d1, al. The cable complies with EN 50117-2-4 and EN 50575 standards for behavior
in case of fire.

Hall A5, Booth 120
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Vapor Phase Reflow
~ Soldering Machine for
Laboratory Single Pieces
up to Small Quantities.

LUT
\\ in\\}

¢ MINI CONDENS IT PROFILER ¢ JUMBO CONDENS IT PROFILER
*DINO CONDENS IT PROFILER eHigh End Solder Pastes

e Introducing our Vapor Phase desoldering system

¢ Galden “the heat transfer medium” for vapor phase condensation soldering

Vapor phase soldering/condensation soldering provides greater process accuracy, higher quality
soldgr joints, more gentle and c9n5|stently repgatable Condensation-or Vapor Phase Soldering =
heating, lower reflow costs, environmentally friendly.

At the productronica 2019 in Munich, *
we present our IMDES de soldering ﬂ W
system IMD-DSS-1.

Lead Free Nitrogen Oxide Free Energy Saving

The vapor phase process not only suitable for reflowing but also for the gentle and safe elimi-
nation of components. For this purpose, we have developed the IMDES de soldering system
IMD-DSS-1.

The IMDES soldering system IMD-DSS-1 is a fast and cost-effective aid for the rework of
components (such as BGA's and QFB’s).

Individual components can easily and gently removed from a PCBA. For this purpose,
the repair system will be connected to the component, which has to be desoldered, (re-
moved) and will be then driven together with the assembly through the vapor phase
machine soldering system.

FEATURES

o Attractive priced

e Easy to operate

e May be used with every vapor-phase soldering machine

 No damage to components or PCB tracks

o Oxidation-free process during reflow

 Homogeneous and stress-free heating of the assembly

* No over-heating of the component to be de soldered or the assembly
o Neither special nozzles nor tools needed for different component forms
e Lead-free products may be reworked with no problems

IMDES CREATIVE SOLUTIONS [s]{[s]

"u

IM DES))) LuxemburgerstraBe 44B | D-48455 Bad Bentheim .

T: +49(0)5924-3320759 | E: info@imdes.de

CREATIVE SOLUTIONS E

Halle B2, Stand 332A | www.imdes.de
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Park Systems Europe
Advantages of Auto-
mated Atomic Force
Microscopy for Semi-
conductor Applications

Surface investigation is use-
ful to improve yield and qual-
ity of semiconductor prod-
ucts. In particular, the detec-
tion and characterization of
defects play an important
role for optimizing produc-
tion processes. Automatic
Defect Review Atomic Force
Microscope (ADR AFM) from
Park Systems is a tool for in-
line or offline wafer inspec-
tion to generate three di-
mensional (3D) images of
defects. Conventional opti-
cal instruments, like Auto-
mated Optical Inspection
(AOI) systems, allow a
higher throughput but can-
not provide the resolution,
which is necessary for the in-
spection of today’s semicon-
ductor structures. Since AOI
is restricted by the diffrac-
tion limit, ADR AFM comple-
ments it by capability of
characterizing features in the
range of several nanome-
ters. Furthermore, the ADR
AFM provides 3D information
of defects which cannot be
given by optical or other
methods like SEM.

The True Non-ContactTM
measuring mode, available
on Park’s ADR AFM, enables
the non-destructive surface
characterization of the semi-
conductor (contrary to SEM)
ensuring the long tip lifetime
without the necessity of
exchanging the probe.

Hall B1, Booth 666
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Continued from page 1

[ ]
Growing Importance
[ ] [ ] [ ]
of Maintenance with Increasing
[ ] [ ] [ ] [ ]
Digirtization
In the course of digitization and the associated networking of plants, products and
materials, the number of mainte-
nance tasks and responsibilities
| will continue to grow. In this con-
> text, achieving almost 100 percent
| availability of highly flexible pro-

duction systems is one of the ma-
jor challenges.

Electronics production places high
demands on plant availability and
safety. Integration of smart
maintenance on the path to the
smart factory is therefore an im-
portant addition. Plant planning
and management must be coordi-
nated holistically to achieve opti-
mum production efficiency.

These Companies will Present their
Solutions at the Smart Maintenance Pavilion

During productronica, Elunic will be presenting its ideas for quality assurance based
on deep learning, where visitors will be able to test the machine in a fun way with
regard to the speed and precision of the algorithms used. With live demonstrations,
Status Pro Maschinendiagnostik will provide insights into online monitoring of ma-
chinery in smart factories.

In addition, the Maintenance and Facility Society of Austria (mfa), the Forum Vision
Instandhaltung (FVI), Dankl+Partner and the technology partner Messfeld will also
participate in the Smart Maintenance Pavilion.

Theory and Practice on One Platform

The Smart Maintenance Pavilion provides a compact overview of current and future
applications, solutions, and products for efficient maintenance. Focal topics include
predictive maintenance, condition monitoring, mobile maintenance and augmented
reality. Visitors will have an opportunity to talk with experts, experience specific
maintenance processes in practice, and learn from the experiences of others.

With a combination of applications (demo park maintenance), guided tours and “Meet
the Experts” workshops, visitors will be offered a consolidated mixture of information,
practical examples, and experience reports.

. . . Advertisement
Practical knowledge with experience

factorThe demo park presents actual
problems and innovative solution
approaches under everyday production

IMDESY))

Advertisement | conditions. Visitors can test out various
possibilities and ask about specific CREATIVE SOLUTIONS
problems.

like Meet the experts - professional expertise | Vapor Phase Soldering
u us on Man\_’f. maith_”ance grocesl§est_ reqUiIre Machines for Lab, Prototyping, Sin-
specific solutions and applications. In . e
facebook emall, exclusive discussion forums, ex- gle Pieces up to Small Quantities
perts will provide valuable knowledge
- based on practical case examples and Hall BZ, Booth 332A
use cases in an interactive format and .
will answer questions. (MM) www.imdes.de
messe .de NEWS zur productronica 2019 | November 2019
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Vapor Phase Reflow Soldering Machines for
Laboratory Single Pieces up to Small Quantities

I "‘.'
Y TO”
VAPOR PHASE SOLDERING
- REFLOW,

MINI CONDENS IT PROFILER JUMBO CONDENS IT PROFILER ~ DINO CONDENS IT PROFILER VAPOR PHASE DESOLDERING

Max. Product Format: Max. Product Format: Max. Product Format: “IMD-DSS-1"
240 x 170 x 20 mm 430 x 230 x 20 mm 580 x 460 x 20 mm
9,44 x 6,7 x 0.78 Inch 6,9 x 9,05 x 078 Inch 22,83 x 18,1 x 0.78 Inch

IMDES CREATIVE SOLUTIONS [Eli=[=l

IM DES))) LuxemburgerstraBe 44B | D-48455 Bad Bentheim ‘-E

T: +49(0)5924-3320759 | E: info@imdes.de
Hall B2, Booth 332A | www.imdes.de

messekompakt.de NEWS zur productronica 2019 | November 2019

CREATIVE SOLUTIONS



http://www.imdes.de

NanoWired
Connection Technology

Based on 14 patent submis-
sions, NanoWired GmbH has
developed three basic pro-
cesses: "NanoWiring, Klett-
Welding, KlettSintering".

www.nanowired.de

info@nanowired.de

Image: NanoWired GmbH

With NanoWiring, a metallic
turf (height 10-50um) can
be arised to any surface by a
galvanic process. With Klett-
Welding, two surfaces pro-
vided with NanoWiring are
permanently mechanically,
electrically and thermally
connected at room tempera-
ture. With KlettSintering,
temperature is added to the
joining process. It can al-
ready be sintered from a
temperature of 150° C.
KlettSintering has two differ-
ent techniques.

Image: NanoWired GmbH

It only needs one substrate
provided with NanoWiring or
no NanoWiring on the sub-
strates using the KlettWeld-
ing tape, which brings along
the NanoWiring structure.
These globally new pro-
cesses are used in sensors,
semiconductors, automo-
biles, consumer goods and
other areas. With over 50 in-
ternational companies such
as OSRAM, BOSCH, SAM-
SUNG, CONTINENTAL,
HONDA, VW, HUAWEI we
substitute soldering, bond-
ing, welding, gluing and
screwing and in 2019 we
generate 1.0 Mio €.

Hall B2, Booth 332/2
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Semiconductors - at the
Core of Electronics Production

Semiconductors have been an indispensable part of our lives for a long time. The tiny
chips are the most important technology of the modern world - they are the key compo-

I = nents of all electrical systems. From November
12 to 15, 2019, productronica, together with
SEMICON Europa, which takes place at the
same time, will organize the largest microelec-
tronic exhibition in Europe at the Messe Miin-
chen fair grounds with innovative solutions
and products from the complete supply chain.

o5 =4 Frauntiofer i =n 3

Semiconductors are everywhere. Since 1978,
their numbers have been growing worldwide
at an average rate of 8.9%. In 2018, industry
experts from IC Insights counted more than a
trillion ICs, sensors and optical and discrete
components (O-S-D) for the first time. Accord-
ing to Gartner, they generated USD 476.7 bil-
lion in sales revenuean increase of 13.4 per-
cent compared to 2017. Almost 35% of this
was earned in the “microchips” area. Accord-
ing to WSTS (World Semiconductor Trade Sta-

' tistics), this year's figure is expected to col-
lapse by more than thirty percent, thus pulling the semiconductor market into the red by
twelve percent. Europe, in contrast to America (-23.6%), Japan (-9.7%) and the Asia-
Pacific region (-9.6%), was comparatively less affected with a decline of 3.1%. However,
a global increase of 5.4% is expected as early as 2020.

Regardless of this, the rapid changes in technology in highly complex and machine-
intensive IC production will see an increase in demand for new equipment. For ex-
ample, analysts from “The Insight Partners” estimate sales revenue from manufac-
turers of plant and machinery for semiconductor production last year at USD 62.1
billion. With an average annual growth rate (CAGR) of 5.2%, total income of USD
101.58 billion can be expected by 2027. Most of this will be generated with wafer
production, followed by test equipment. (MM)

ZEVATRON Rotary Tinning Table
with 4 Stations

For decades now, ZEVATRON Léttechnik has been your reliable partner for professional
soldering equipment. After successful implementation of multi-axis transport systems
and robot solutions, rotary soldering tables
with 4 stations for tinning coil connections
have been developed.

The great advantage of rotary tinning tables
consists in extremely short cycle times, as con-
stantly several processes are performed simul-
taneously. The stations loading / fluxing / tin-
ning / unloading ensure efficient processing of
the components. To check the quality of the
tinned connections, it is possible to install a con-
tinuity test with encoded trays for nio parts.

Image: ZEVATRON Léttechnik GmbH

Best results are achieved by the use of proven modules, such as an overflow fluxer for
constant flux niveau and a SWLM solder pump system, or a static solder bath with ladle
and oxide scraper. For maintenance purposes, all components are easily accessible and
exchangeable if required.

Hall A4, Booth 370
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Finmasigroup PCB-Divison: EPN (D) - Cistelaier (IT) - Techci (FR)

Hightech Printed Circuit Boards
}Q CISTELAIER D TECHCI D EPN

PCB Leading Technology — Rhane Alpes — — Electroprint —

We inform you that the PCB Division of Finmasi Group, with its 3 PCB manufacturing companies Cistelaier
S.p.A. (Italy), Techci Rhone-Alpes SA (France) and EPN Electroprint GmbH (Germany), will exhibit at
productronica 2019, Hall B3, Booth 329.

The PCB Division offers a “one stop shoppackage” of services and PCBs ranging from standard products
to leading edge technology products for any kind of volumes, guaranteeing the highest quality level.

The target of the PCB Division of Finmasi Group is to give to its partners
a “global service” where “global” means that it is able
and it want to provide our partners with:

All services

e Design Rule Check

Design For Manufacturing
Co-design support

Electro Magnetic Check Analysis
Fast Prototyping Service (QTA)

-,
————
o
,,,,,
N

All technologies Image: EPN

Rigid, Rigid-Flex, HDI, Microwave and “special” products
Length/width combination up to 855/464 mm

Thickness up to 5 mm

Copper thickness up to 0,5 mm

Copper coins and bus bar implementation

More than 100 different kind of base materials

ENIG, ENEPIG, chemical tin, lead- and lead-free HAL, silver, OSP, hot oil reflow finishes
Green, red, blue, black, white, grey and specific RAL solder mask on request

All markets/applications

What makes the PCB-Division a “unique” interlocutor is to be homologated for

Industrial sector: ISO 9001

Aeronautic, Space and Defence sector: UNI EN 9100
Civil avionic: NADCAP

Automotive sector: IATF:2016

Medical devices: ISO 13485

Railway sector: ISO/TS 22163

Space sector: trough ESA ECSS Group 6 rules

and to be able to produce according to the following standards

IPC-A-600, class 2, 3 or class 3DS(A)
IPC 6012 (Rigid), IPC 6013 (Rigid-Flex), IPC 6016 (HDI) and IPC 6018 (Microwave)
MIL-P-55110 (Rigid) and MIL-P-50884 (Rigid-Flex)
ESA-ECSS-Q-ST-70-10C/ 11C/ 12C
ESA-ECSS - Q - ST - 70 - 60C

Our people are IPC certified:

e 4 of them are qualified IPC trainers
e 9 of them are qualified IPC specialist

FINMASI
Hall B3, Booth 329 PCB Division

www.cistelaier.it
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avero evodion Information Technologies GmbH

Ergonomie und Die digitale Seite

Flexibilitdat in der

manuellen Montage Ihrer Industrieanlage

Auf der productronica zeigt
bott zukunftsweisende M&g-
lichkeiten, mit dem Arbeits-
platzsystem avero Prozesse
in der Fertigung effizient zu
gestalten. In der Halle Al auf
Stand 454 finden die Besu-
cher interessante Beispiele
flr eine manuelle Montageli-
nie sowie Einzelarbeits-
platze.

Gemeinsam mit den Koope-
rationspartnern Armbruster
Engineering, ISARCAD und
Faude prasentiert bott auf
der productronica eine Mon-
tagelinie. Hier werden live
Industrieprodukte gefertigt.

messe .de
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Sie sind verantwortlich flir die technischen Anlagen eines Maschinenbau-Unternehmens,
einer Brauerei, eines Kunststoff-Herstellers oder eines anderen Industrieunternehmens?

Dann verlangen Sie zu Recht volle
Transparenz Uber alle Prozesse und
Zugriff auf Echtzeitdaten. Nur so
kdnnen Sie hohe Betriebsbereit-
schaft gewahrleisten und auch In-
standhaltungsmaBnahmen recht-
zeitig planen. Fur dieses umfas-
sende Anforderungsprofil haben die
Spezialisten der evodion IT GmbH
eine Maintenance-Plattform entwi-
ckelt, die alle Datenquellen biindelt
und neue Dimensionen eréffnet:
evoTrace

Bild: evodion IT GmbH

Die avero Fertigungslinie | g4 ginfach kann die Koordination von Instandhaltungsaufgaben heute sein: Als webba-
zeigt dem Besucher das volle | gjarte prancheniibergreifende Plattform zur Dokumentation industrieller Anlagen gibt
Spektrum einer manuellen | oy oTrace einen véllig neuen Blick auf die gesamte technische Infrastruktur - und ver-
Montage. knupft sie mit den Potenzialen von IoT, dem Internet der Dinge. Damit erdffnet die Main-

Halle A1, Stand 454

tenance-Losung interessante Anwendungsmadglichkeiten in allen Bereichen des industri-
ellen Mittelstands, von der Fertigung Uber die Weiterverarbeitung und Spezialisierung bis

zum Recycling. Halle B2, Stand 441
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Europas Halbleiterindustrie
unter Konkurrenzdruck

Diese Technologie gilt auch als Paradebeispiel flir europaische Zusammenarbeit. MaB3-
gebliche Beitrdge dazu lieferten Uber Jahre hinweg ZEISS Semiconductor Manufacturing
Technology (SMT) und der weltweit
groBte Anbieter von Lithographiesyste-
men ASML aus den Niederlanden. Trotz-
dem: Die europdische Halbleiterindustrie
steht massiv unter Druck. Erreichte ihr
Anteil an der weltweiten Halbleiterferti-
gung in den 1990er Jahren noch mehr als
finfzehn Prozent, so ist er im letzten
Jahrzehnt auf unter zehn Prozent gesun-
ken.

Landeribergreifende, geférderte Pro-
jekte wie das ,Electronic Components
and Systems for European Leadership
(ECSEL)" sollen diesen Rlickgang nun
stoppen und sowohl die Entwicklung als
auch die Fertigung von Halbleitern und
anderen Elektronikkomponenten in Europa vorantreiben.

In dem Rahmen entwickeln das Fraunhofer IPMS und das Forschungszentren flir Nano-
und Mikroelektronik Imec aus Belgien - beide auf der productronica/Semicon 2019 - mit
europaischen Partnern im Projekt ,, TEMPO (,, Technology & hardware for nEuromorphic coM-
Puting)" neuartige Hardware, die sich an der Struktur des menschlichen Gehirns orientiert.
»TEMPO" will dazu beitragen, Kooperationen der wichtigsten Halbleiter-Unternehmen und
der groBBen europaischen Mikroelektronik-Forschungseinrichtungen zu vertiefen.

Die Starkung des Halbleiter-Standortes zum Ziel hat auch das Projekt EuroPAT-MASIP
zur Planung innovativer Prozesse fiir komplexe Elektroniksysteme. Mit von der Partie ist
unter anderen der Aussteller BE Semiconductor Industries aus den Niederlanden. (MM)

Abgeschirmte Hochfrequenz-
Priufung von Fahrzeugmodulen

Ein vernetztes und kommunizierendes Fahrzeug ist die Basis der Zukunft und erméglicht
dem Besitzer den Zugriff auf aktive Verkehrsdaten, Wetterinformationen, Standortinfor-
mationen und vieles mehr, zum Beispiel die direkte Ortung und Hilfe fir den Pannen-

oder Notfall. Weitere Vorteile sind Hotspot-
[ - ‘. .
‘ :
ff

Bereitstellung fiir Fahrgaste sowie Mobilte-

lefonverbindungen zur Telefonie oder dem

Entertainment.

Grundvoraussetzung fir ein harmonierendes Netzwerk und die Erfassung der Informati-
onen sind unterschiedliche Antennenmodule. Diese kommunizieren auf diversen Fre-
quenzbereichen, z.B. LTE, GSM, GPS, Wifi oder Bluetooth von 600MHz bis 6GHz. ENG-
MATEC hat sich auf die Priifung von RF-Modulen in geeigneten Priifkammern spezialisiert.
In diesen werden reproduzierbare, abgeschirmte und stéreinflussfreie Tests gefahren.
Als manuelle oder vollautomatisierte Priifkammer in Inlinepriflinien kommt die Hardware
von ENGMATEC zum Einsatz. Auf der productronica prasentiert ENGMATEC eine solche
RF-Kammer. Halle A1, Stand 459

=
)

Priifung von Car Connection/
Communication Modulen

Bild: ENGMATEC GmbH

Fraunhofer
stellt 3D-gedruckte
Elektronik vor

Schnell, flexibel, kostenglins-
tig: Mechatronisch integrierte
Baugruppen (engl. Molded
Interconnect Devices, MID)
integrieren die Elektronik di-
rekt ins Bauteil. Entwickler
komplexer technischer Sys-
teme kdénnen so Platz und
Material sparen und haben
ganz neue Madglichkeiten im
Design der Systeme. Auf der
productronica in Minchen)
stellt das Fraunhofer IEM ver-
schiedene Ansatze der Tech-
nologie auf dem Fraunhofer-
Gemeinschaftsstand in Halle
B2, Stand 317 vor.

In seinem MID-Labor bildet das
Fraunhofer IEM die gesamte Pro-
zesskette der MID-Herstellung ab
(Hier wird ein MID-Bauteil bestiickt).

Bild: Fraunhofer IEM

+Wir prasentieren mit MID
eine 3D-gedruckte Elektro-
nik, die Unternehmen in klei-
nen Stlickzahlen produzieren
und etwa fir Retrofit-An-
wendungen einsetzen koén-
nen. Die Technologie MID
wird somit in die Praxis ge-
bracht", erlautert Dr.-Ing.
Christoph Jirgenhake, Grup-
penleiter Integrierte Mechat-
ronische Systeme am Fraun-
hofer IEM. Das Forschungs-
institut stellt Besuchern der
productronica verschiedene
Demonstratoren vor, darun-
ter klassische MIDs und
selbst hergestellte Prototy-
pen. Der Fokus liegt dabei auf
unterschiedlichen Technolo-
gien fir die Herstellung von
far Kleinst- bis GroBserien. So
ist die Herstellung im Spritz-
guss-Verfahren bereits in der
Serienproduktion im Einsatz
(Serienprozess). (IEM)

Seite 24
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Fraunhofer
Industrie-Richtlinie
fiir Herstellung
von MID

Das Fraunhofer IEM gibt aber
auch Einblick in innovative
Ansatze wie lack-basierte
Prototypen oder Verfahren,
die den derzeit mehrere Wo-
chen dauernden Herstel-
lungsprozess auf weniger
Tage verkdirzen.

Das Fraunhofer IEM ist an ei-
ner neuen Industrie-Richtli-
nie beteiligt, die Orientie-
rung flir den komplexen Her-

stellungsprozess von MID
gibt.
Veroffentlicht wurde die

VDI/VDE-Richtlinie 3719 im
Mai 2019 vom Beuth Verlag.
Der Entwurf ist unter

https://www.beuth.de/de/tech-
nische-regel-entwurf/vdi-vde-
3719/292179594

verfiigbar und kann von Ex-
pertinnen und Experten ein-
gesehen und kommentiert
werden.

Metallisierung ist ein wichtiger
Schritt bei der Herstellung

von MID: Nacheinander
werden Kupfer, Nickel und
Gold chemisch auf die Leiter-
bahnen aufgetragen.

Bild: Fraunhofer IEM

MID-Labor
in Paderborn

Das Fraunhofer IEM er-
forscht verschiedene MID-
Technologien im institutsei-
genen Labor. Die umfangrei-
che Infrastruktur kdnnen
auch Unternehmen nutzen,
um eigenen Fragestellungen
nachzugehen oder MID-Pro-
totypen in Kombination mit
3D-Druck zu erstellen.

Halle B2, Stand 317
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productronica 2019
prasentiert ,,PCB“ & ,,EMS Cluster*

Etwa 70% des Marktes entfallen dabei auf die drei groBen ,C" (Computing, Communica-
tion, Consumer). Hier dominiert ganz klar Asien. Die europdischen Leiterplattenhersteller

. bedienen dagegen weiterhin vorwie-
gend die Segmente Industrie und Me-
dizin. Sie machen fiinfzehn Prozent
des weltweiten Platinenumsatzes
aus, 10% davon entstammen euro-
paischer Produktion. In allen Berei-
chen fordert die zunehmende Mobili-
tat der Gerate bei gleichzeitiger Mini-
aturisierung den Einsatz entspre-
chender Leiterplattentechnologien
mit extrem kleinen Verbindungsl6-
sungen.

Goldgrube 5G

Einen deutlichen Wachstumsschub
erhoffen sich die Platinenhersteller
vom neuen Mobilfunkstandard 5G. Dabei spielt die Automobilindustrie eine wichtige
Rolle. Sie verbraucht rund 10% der globalen Leiterplattenproduktion, denn der Anteil von
Elektronikbauteilen im Fahrzeug nimmt stetig zu. Automatisiertes Fahren, Infotainment
sowie alternative Antriebe und die allumfassende Vernetzung werden den Trend weiter
verstarken.

Wer jedoch auf den 5G-Zug aufspringen will, muss erheblich in neue Leiterplattentech-
nologien investieren, um mit innovativen Losungen auch kiinftig technologisch flihrende
und kosteneffiziente Produkte anbieten zu kénnen. (MM)

Seite 25

Weller Tools GmbH
Connecting the future of soldering

Die digitale Transformation ist in vollem Gange. Mobile- und Cloud-Computing, In-
ternet der Dinge, kinstliche Intelligenz und Fortschritte im Machine-Learning veran-
dern unsere Arbeitswelt enorm. Die
Weller Experten auf der productronica
geben Ihnen einen fundierten Einblick
in zahlreiche Lotldsungen zu aktuellen
Themen wie Digitalisierung, Automati-
sierung, Connectivity und Robotik. Es
ist Zeit fur die Zukunft. Freuen Sie sich
auf die innovativen Connectivity L6-
sungen von Weller.

Weller Tools, der Marktfiihrer im Handléten,
stellt auf der productronica eine Reihe neuester
Produktinnovationen vor.

Bild: Weller Tools GmbH

Entdecken Sie die neuen aktiven Lotspitzen

Weller erweitert sein bestehendes Programm an aktiven RT Létspitzen. Ob in der
Elektronik, Medizintechnik oder der Luft- und Raumfahrt - die Industrie bewegt sich
immer schneller, die Komponenten werden immer kleiner, komplexer und leistungs-
fahiger. Halle A4, Stand 241
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ZEVATRON Léttechnik GmbH

Lot-Rundtakttisch mit 4 Stationen

Seit Jahrzehnten ist ZEVATRON als kompetenter Partner fiir professionelle Léttechnik am
Markt etabliert. Nach erfolgreichen Entwicklungen von Mehrachsverfahrsystemen und
Roboterlésungen wurden aktuell Rundtakttische mit 4 Stationen zum Verzinnen von
Spulenanschliissen konstruiert und umgesetzt.

Bild: ZEVATRON Léttechnik GmbH

Der Vorteil eines Rundtakttisches besteht in extrem kurzen Taktzeiten, da standig
mehrere Prozesse gleichzeitig durchgefiihrt werden. Die Stationen Beladen / Fluxen / Ver-
zinnen / Entladen sorgen fiir eine effiziente Bearbeitung der Bauteile. Zur Uberpriifung
der Qualitat der verzinnten Anschllisse besteht die Méglichkeit, eine Durchgangsprifung
inklusive codierter Facher fiir die NIO-Teile zu integrieren.

Beste Ergebnisse werden durch den Einsatz von bewahrten Modulen erzielt, wie zum Bei-
spiel Uberlauffluxer fiir konstantes Flussmittelniveau sowie ein SWLM-Lotpumpsystem
oder auch ein statisches Lotbad mit Schoépftiegel und Oxidabstreifung. Flir Wartungs-
zwecke sind alle Komponenten leicht zuganglich und bei Bedarf austauschbar.

Durch den leichten Austausch von Létdisen und Bauteilaufnahmen ist das System sehr
gut geeignet, um unterschiedliche Spulen auf
einer Anlage zu verzinnen. Jede Létmaschine
wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
entwickelt, wobei individuelle Anforderungen
und Vorgaben schnell umgesetzt werden.

Der gesamte Arbeitsprozess wird Uberwacht.
Bei Unterschreitung von Lottemperatur oder
Lotniveau stoppt der Prozess automatisch.
Optional wird das Niveau durch eine Lotnach-
fuhr konstant gehalten. Um die Oxidbildung zu
minimieren, ist eine Ausristung mit Schutz-
gas mdoglich.

Die komplette Loteinheit ist in eine Zelle inte-
= griert, ein doppeltes Sicherheitslichtgitter bie-
tet optimalen Schutz fiir den Bediener.

Die komfortable SPS-Steuerung mit Touch-
Display ist bedienerfreundlich und erméglicht
leichtes Konfigurieren aller Parameter sowie
das Abspeichern und die Verwaltung der
Programme.

Halle A4, Stand 370

Bild: ZEVATRON Léttechnik GmbH
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EMS-
Unternehmen
als ,,Full Service
Provider*

Fir die EMS-Dienstleister sind
moderne Maschinenparks und
hohe Fertigungskompetenzen
schon lange nicht mehr die al-
leinigen Erfolgsgaranten.
Neue Fahigkeiten sind ge-
fragt. Und Faktoren wie Pro-
zesstechnik und -fihrung so-
wie Logistik und Organisation
gewinnen an Bedeutung.
Selbst die Ubernahme von In-
novations- und Marktrisiken
oder After-Sales-Management
stehen auf der Agenda. Aktu-
ell kampft die Branche mit Lie-
ferengpdssen bei den Bautei-
len und schrumpfenden Bau-
groBen, die jede Elektronikfer-
tigung vor hohe technische
Herausforderungen stellt.

Nach der indma-Statistik von
Weiss Engineering naherte
sich der Gesamtumsatz der
EMS-Industrie in DACH nach
8,38 Mrd. Euro in 2017 letztes
Jahr der 9-Mrd.-Euro-Marke.
Dabei erzielten die deutschen
EMS-Unternehmen ein Um-
satzwachstum von ca. 7,4%.
Fir das laufende Geschaftsjahr
prognostizieren die Analysten
ein Plus von 6,2%. (MM)

Konrad Technologies
eroffnet neue Produk-
tionsstatte in Villingen-
Schwenningen

Konrad Technologies gab
heute die Erdffnung einer
neuen Produktionsstdtte in
Villingen-Schwenningen  be-
kannt.

Das neue Werk in Villingen-
Schwenningen legt den Fokus
auf die Metallverarbeitung.
Dank der tber 2.000 m2 Pro-
duktionsflache erhdéht Konrad
die Fertigungstiefe und ist in
der Lage, Kunden schneller zu
beliefern. Am neuen Standort
sind bereits neun hochqualifi-
zierte und langjahrig Mitarbei-
ter beschaftigt. Weitere Ein-
stellungen sind geplant.

Halle A1, Stand 259 + 269
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MTM Ruhrzinn als
Wachstumschampion
2020 gekiirt

Der auf die Elektronikindustrie
spezialisierte Recyclingdienst-
leister fur zinn- und edelme-
tallhaltige Produktionsabfalle,
MTM Ruhrzinn, zdhlt zu den
500 Unternehmen Deutsch-
lands mit dem gréBten Um-
satzwachstum zwischen den
Jahren 2015 und 2018. Beim
Ranking Wachstumschampion
2020 vom Nachrichtenmaga-
zin FOCUS wurde in der Kate-
gorie ,Abfallentsorgung und
Rickgewinnung (Recycling)®
der 1.te Platz erreicht. Im
branchenilbergreifenden Ge-
samtranking belegt MTM
Ruhrzinn den 27.ten Platz und
ist dabei das einzige Unter-
nehmen, welches sich aus der
Recyclingbranche in der preis-
trachtigen Auflistung unter
den ersten funfzig Unterneh-
men wiederfindet. MTM Ruhr-
zinn setzte sich gegen 2 Mio.
im Handelsregister eingetra-
gene Unternehmen in der
Longlist und 12.500 Unter-
nehmen mit dem gréBten Um-
satzwachstum aus der finalen
Shortlist durch.

7] \
o
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Spitzenreiter in der Kategorie Ab-
fallentsorgung und Rickgewinnung
(Recycling)

Bild: MTM Ruhrzinn GmbH

Beinahe zeitgleich ist MTM
Ruhrzinn fir die Unterstlt-
zung und Betreuung von
Baugruppenfertigern  nach
dem eigentlichen Ferti-
gungsprozess flr den pro-
ductronica Innovation Award
2019 nominiert. Mit der in-
novativen Post-Produktions-
Beratung ist MTM Ruhrzinn
Pionier in der Branche und
trifft mit dem Thema Nach-
haltigkeit zudem den Zahn
der Zeit. Die Verleihung des
Award findet am 12.11.19
(Di.) nach dem 1. Messetag
statt.

Halle A4, Stand 261
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productronica

fordert Nachwuchs fir
Elektronikfertigung

Unter dem Motto ,,Accelerating Innovation™ zeigt die productronica in Miinchen die
gesamte Wertschopfungskette der Elektromkfertlgung Im Mittelpunkt der Weltleitmesse

" » fir Entwicklung und Fertigung von
Elektronik stehen in diesem Jahr un-
ter anderem Smart Maintenance so-
wie die Foérderung von Nachwuchs-
kraften. Wie bereits vor zwei Jahren
findet auch in diesem Jahr die SEMI-
CON Europa parallel zur productro-
nica statt.

Laut aktuellem VDMA Geschafts-
klimaindex erwarten die Hersteller
von Elektronikproduktionsmitteln fur
das Jahr 2019 ein Umsatzplus von
1,0%. Fir das Folgejahr geht die
Branche von einem Wachstum von
1,4% aus. Asien nimmt mit einem
Anteil von fast der Halfte des Umsatzes d|e Spitzenposition bei den wichtigsten Markten
flr Elektronik-Maschinenbau ein, gefolgt von Deutschland mit 25% sowie dem europai-
schen Markt mit rund 18%.

Falk Senger, Geschaftsfiihrer Messe Miinchen, bewertet diese Zahlen als positive Vor-
zeichen flr die productronica 2019: ,Die Elektronikfertigung befindet sich nach wie
vor in einer guten wirtschaftlichen Situation, daher sind wir optimistisch, dass wir
eine erfolgreiche Messe erleben werden und die productronica ihrem Ruf als Weltleit-
messe mit zahlreichen internationalen Ausstellern und Besuchern auch in diesem Jahr
gerecht wird." (MM)

Seite 28

Distrelec nimmt innovative
Uberspannungsschutzkomponenten
in den Webshop auf

Distrelec, einer der fihrenden europdischen Distributoren flir Elektronik, Automati-
sierungs- und Messtechnik, hat die neuen direkt austauschbaren hybriden GMOVTM-
Schutzkomponenten von Bourns ins Sortiment aufge-
nommen.

Bei der neuen GMOVTM Serie handelt es sich um eine
hochst zuverlassige Alternative zu herkédmmlichen
Metalloxid-Varistoren (MOV) fiir den Uberspannungs-
schutz. Die typischen Probleme der Varistoren hinsicht-
lich Lebensdauer, Sicherheit und Verlasslichkeit werden
mit dem hybriden GMOV geldst. Diese neue Technologie
von Bourns ist ein Kombinationsbauteil bestehend aus

. . . . : Die hybriden |

einem Scheibenvaristor und einem Gasableiter. Durch  gmovTM-

diese hybride Konstruktion werden die Zersetzungs- Schutz
komponenten

und Ausfallprobleme minimiert, die bei einfachen MOV
unter Bedingungen mit Uberspannung und Spannungs-
spitzen oberhalb der Bemessungsspannung auftreten
kénnen. Ohne Energieaufnahme im Standby-Modus, mit
einem geringeren Blindwiderstand und einem kompakten Formfaktor isoliert der
Gasableiter den MOV von Netzspannungen Uber dem eigenen Nennspannungswert,
was das GMOVTM-Bauteil einzigartig macht. Halle B2, Stand 472/ 1

von Bourns®

Bild: 1
Distrelec Ltd.
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LACH DIAMANT: PCB-Leiterplatten
Trennen — Ritzen - Frasen

mit uberlegenen Diamant- und
VHM-Werkzeugen

Erstmals von LACH DIAMANT auf der productronica 1977 vorgefiihrt, kénnen sich Besu-
cher der diesjahrigen productronica Uberzeugen, was LACH DIAMANT flr die weltweit
fihrenden Elektronik-Hersteller heute an berlegenem Diamant- und Hartmetall-Werk-
zeug flUr wirtschaftliche Leiter-
plattenfertigung bereithalt.

Beispiel: ,Nutzentrenner" fir
stressfreie  Leiterplatten-Tren-
nung im Mehrfachnutzen mit

hochster Prazision; Schnittbrei-
ten ab 0,3 mm werden realisiert.
Verzahnte Werkzeuge sind mit
einer ultrafeinen Zahnteilung bis
zu 1,4 mm lieferbar.

In Memory - 1977 productronica
Miinchen - weltweit erste Prédsenta-
tion und Vorfithrung von PKD-Fré-
sern, -Sdgen und -Ritzern fiir prézi-
sere und schnellere Fertigung von
PCB-Leiterplatten und Kunststoffen
auf dem LACH DIAMANT-Stand.

Bild: Jakob Lach GmbH & Co. KG

Ritzwerkzeuge: Waren es anfangs einlagige Platten, die mit VHM Ritzwerkzeugen
problemlos bearbeitet werden konnten, ist die Entwicklung langst weitergegangen.

Mittlerweile kommen Glasfaser, Keramiken und Hybridwerkstoffe zum Einsatz; LACH
DIAMANT entwickelte hierfiir dank neuer Fertigungstechnologien die Standzeit Giberlege-
nen PKD-Hochleistungs-Ritzer ,DreboBlueCut".

Alle Ritzer sind wie bei LACH DIAMANT (blich, in allen Spezialausfihrungen und
Schneiden Geometrien ab Lager oder kurzfristig lieferbar.
Halle B3, Stand 340

MCD Elektronik GmbH
IoT: Intelligente Prifsysteme

fur Smart-Home

Mit wachsenden Ansprichen der Kunden an ihr smartes und vernetztes Zuhause
wachsen auch die Anspriiche der Hersteller solcher Produkte in Bezug auf deren Qua-
litatssicherung. Um die 100-prozentige Funktionsfahigkeit und Zuverlassigkeit der
Produkte sicherzustellen, testen die Hersteller diese vorab auf Herz und Nieren. Wie
in diesem Fall ein internationaler Hersteller moderner Energiesysteme: Bereits in der
Konzeptionsphase wurde mit dem Prif- und Automatisierungsspezialist MCD Elektro-
nik frihzeitig ein Partner zur Festlegung der effizienten Test- und Priifstrategie ein-
bezogen. So entstanden am Ende gleich zwei Stationen flir moderne und Smart-
Homefdhige Heizungsanlagen. Eine Station Ubernimmt hierbei die Programmierung
der Platinen wahrend die andere Station prift, ob alle vorhandenen Einzelprozesse
und Signale ordnungsgemaB funktionieren und erzeugt werden. Fehlern und teuren
Ausfallen in der spateren Nutzung der Anlagen kann somit zielgerichtet entgegenge-
wirkt werden. "Die groBte Herausforderung beim Testaufbau lag vor allem in der
Realisierung der kurzen Testzeit einer Platine von weniger als einer Minute. Auch der
sorgfadltige Abgleich von Frequenz- und Ausgangsleistungen der Funksignale gemafB
des gesetzlichen Anforderungen musste mit groBer Sorgfalt implementiert werden",
so Klaus Appel, Projektleiter bei MCD Elektronik. Halle A1, Stand 254

Fraunhofer
Integrierte
mechatronische
Systeme durch
3D-MID

Hohe Funktionsdichte auf klei-
nem Bauraum und die damit
einhergehende  Miniaturisie-
rung sind wichtige Erfolgsfak-
toren fir mechatronische
Baugruppen. Oftmals ent-
scheiden aber nicht nur tech-
nische Faktoren, sondern
auch die visuelle Wahrneh-
mung Uber Erfolg oder Misser-
folg eines Produkts am Markt.
Diesen unterschiedlichen An-
forderungen wird insbeson-
dere die Technologie Molded
Interconnect Devices (MID)
gerecht. Sie eréffnet dem De-
sign multifunktionaler Schal-
tungstrager den Weg in die
dritte Dimension.
3D-MID-Teile sind raumliche
Spritzgussteile, deren Oberfla-
chen selektiv metallisiert wer-
den. Dadurch kénnen Leiter-
bahnen, Antennen oder Sen-
soren direkt auf einen raumli-
chen Schaltungstrager aufge-
bracht werden. Mechanische
Funktionen wie Befestigungs-
elemente oder Versteifungen
lassen sich in die Form des
Kunststoffteils integrieren. Zu-
satzlich kénnen optische, flui-
dische oder thermische Funkti-
onen realisiert werden. Ergeb-
nis sind hochintegrierte me-
chatronische  Komponenten,
die sonst nur mit teuren Son-
derkonstruktionen hergestellt
werden kénnen. (IEM)

Vorteile
der Technologie

Integration von unter-
schiedlichen physikalischen
Funktionen, insbesondere
Sensorik.

Miniaturisierung und Ge-
wichtsreduzierung mechat-
ronischer Komponenten.
Hohe raumliche Gestal-
tungsfreiheit.

Reduzierung der Material-
und Teilevielfalt.
Rationalisierung des
Montageaufwands.
Erhéhte Zuverlassigkeit
durch weniger Schnittstel-
len. (IEM)
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SCHMID Group
Installation der
ersten modularen
Inline ,,PlasmalLine"

Die SCHMID Group hat die
erste Plasmaline, die ,ICP
Etch & Sputter Deposition®
ihres koreanischen Joint-
Ventures SCHMID AVACO bei
Hofstetter PCB AG in der
Schweiz installiert.

Es handelt sich um eine
,PlasmalLine D-R Tool“ fir
Prozessentwicklung und Pro-
duktion in kleinem Umfang
(bis zu 20 Halb-Platten pro
aufgeristeter

Stunde bei

Anlage).

SCHMID AVACO Plasmaline
Bild: SCHMID Group

PlasmalLine ist eine Serie der
modularen Inline Plasmasys-
teme fur das berihrungs-
lose, zeitgleiche doppelsei-
tige oder einseitige senk-
rechte Verfahren von High-
End HDI+ Leiterplatten und

IC Substraten mit einer
Kapazitat von bis zu 4
Platten/min.

Durch die Kombination von
Atz- und Zerstdubungspro-
zessmodulen kann das Sys-
tem flexibel fir fast nahezu
jede Anwendung konfiguriert
werden.

Diese Vorteile machen die
PlasmaLine zu einer hoch-
modernen Lésung flr Hoch-
frequenzanwendungen, mSAP,
SAP und eingebettete Leiter-
platten:

Hohe Flexibilitat von
Materialien, die verarbeitet
werden kdnnen

Gesteigerte Leistung
von hoher Kupferhaftung

Niedriger Rauheitsgrad
Hohe Energieersparnis
Halle B3, Stand 205
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productronica 2019
Bedarf an Fachkradaften steigt

Ein Thema, das nicht nur die Unternehmen in der Elektronikfertigung betrifft, ist der
anhaltende Mangel an Fach- und Nachwuchskraften. Bei der productronica 2019 wird es
’ hierzu einen eigenen Ausstellungsbe-

reich geben, wie Falk Senger erklart:
,Der Bedarf an Elektroingenieuren in
Deutschland wird laut Studien in den
nachsten zehn Jahren auf 100.000

\ __ offene Stellen anwachsen. Wir sehen es
------ : | als unsere Aufgabe an, sowohl den

# Nachwuchs in der Elektronik als auch

‘ den Austausch zwischen Unternehmen
| und Absolventen zu férdern."

j productronica 2019
mit Nachwuchsbereich
sAccelerating Talents“

Die diesjahrige Veranstaltung umfasst
eine Vielzahl an Neuerungen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Themen Nachwuchskrafte
sowie Start-up Unternehmen. Fachkraftemangel gilt auch weiterhin als gréBte Konjunk-
turbremse. Mit dem Bereich ,Accelerating Talents" in der Halle B2 bietet die productro-
nica eine Plattform flir Studenten, Absolventen und Young Professionals, um diese fir
den Beruf in der Elektronikfertigung zu begeistern.

Das Konzept setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Einem Parcours, der die Teilneh-
mer anhand von unterhaltsamen Elementen wie einem Escape-Truck an das Thema
Elektronikfertigung heranfihrt. Dartiber hinaus stehen ein Co-Working Space fiir Gespra-
che zwischen Personalverantwortlichen der Aussteller sowie Besuchern zur Verfligung.
Im Speakers Corner finden neben kurzen Firmenportraits auch Fachvortrage (,Tech-
Slams") statt. (MM)

Seite 30

Rohde & Schwarz
Losungen fur alle Phasen
der Entwicklung und Produktion

Der Munchner Technologiekonzern Rohde & Schwarz ladt zu seinem Heimspiel auf der
productronica ein, der Weltleitmesse fiir Elektronikentwicklung und -produktion. In Halle
Al zeigt das Unternehmen seine Lésungen flir Industrie 4.0, Messtechniklésungen fur
Entwicklung und Produktion sowie automatische Produktionstestsysteme. Dariber hin-
aus koénnen sich die Besucher liber die Fertigungsdienstleistungen flir elektronische Kom-
ponenten (EMS) des Konzerns informieren.

Accelerate design. Maximize performance. Unter diesem Motto prasentiert Rohde &
Schwarz sein Portfolio auf der zweijahrlich in Mlnchen stattfindenden Fachmesse
productronica 2019. Die Messtechniklésungen des Unternehmens risten Ingenieure fir
Tests in allen Phasen der Entwicklung, Verifizierung und Produktion und schaffen
Vertrauen in das Design.

Smart Factories setzen auf drahtlose Kommunikationstechnologien, um die Prozesse zu
automatisieren und die Produktivitat zu steigern. Daher haben Verfligbarkeit und Zuver-
lassigkeit der Wireless-Systeme groBe Bedeutung. Auf der productronica 2019 zeigt
Rohde & Schwarz eine Reihe von Lésungen zur Verhinderung von Stérungen des Wirel-
ess-Systems. Mit Handheld-Spektrumanalysatoren wie dem R&S Spectrum Rider FPH
und dem R&S MNT100 HF-Stérquellen-Ortungsgerat lassen sich Funkstérungen, die die
Produktion beeintrachtigen, schnell detektieren.

Halle A1, Stand 375
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Steinbeis EST GmbH
Rapid Prototype in
der Elektronikentwickliung

Durch immer klrzer werdende Zyklen in der Produktentwicklung bei gleichzeitig stei-
gendem Anspruch an den Funktionsumfang sind agile Entwicklungsmodelle in den
letzten Jahrzehnten im Bereich der Softwareentwicklung immer relevanter geworden.
In der Elektronikentwicklung wird
dagegen haufig mit wenigen
Iterationen auf eine finale Version
hingearbeitet.

Die Einflihrung des Rapid Prototy-
ping in der Hardware-Entwicklung
senkt nicht nur das Risiko bei der
Erstellung innovativer und neuer
Produkte. Durch die frihzeitige
Bereitstellung einer angepassten
Hardware kann auch bereits die
Entwicklung der Software in einem
seriennahen Umfeld frih beginnen.

Bild: Steinbeis EST GmbH

So wird eine effektivere Nutzung der Entwicklungszeit ermdglicht. Die Steinbeis
Embedded Systems Technologies GmbH mit Sitz in Esslingen a.N. bietet ein breites
Spektrum von Ingenieurdienstleistungen an. Diese reichen von der Unterstlitzung bei der
Anforderungsdefinition, Gber das Design von Hard- und Software, bis hin zur Herstellung
von seriennahen Prototypen und Kleinserien, einschlieBlich deren Test und Qualifizierung.
Dabei greift die Steinbeis EST GmbH auf eine langjahrige Erfahrung im Bereich der
Elektronik- und Softwareentwicklung zurtick. Halle B3, Stand 125

bb-net media GmbH
Machen Sie mehr aus

Ihrer gebrauchten Hardware

bb-net media GmbH stellt sich erstmals auf der productronica vor. Teamleiter Einkauf
Niklas Maier und sein Team sind in Halle B2 (Gemeinschaftsstand der bayme) vertreten.

Die Abgabe von Altgeraten ist fir viele Firmen ein zeitaufwandiges und undurchsichti-
ges Thema. Unternehmen fragen sich oftmals: ,Was ist der Unterschied zwischen BSI
konforme und BSI zugelassene - . Ml T
Datenléschung?", ,Ist der Einsatz | A

einer Datenldoschsoftware Uber-
haupt ausreichend?", ,Wie kann
gebrauchte IT-Hardware in/extern
verkauft oder gespendet werden -
und das ganz ohne Risiko?", ,Wie
kann durch den Verkauf gebrauch-
ter IT-Hardware an bb-net ein
positiver Beitrag geleistet werden?"

Einblick in die Aufbereitung
bei der bb-net media GmbH

Bild: bb-net media GmbH

Um diesen Fragen Rede und Antwort zu stehen, prasentiert sich die bb-net media
GmbH auf der productronica. bb-net ist mit seinen Uber 65 Experten der Partner fir
den professionellen Umgang mit Hardware im zweiten Lebenszyklus. Entstanden aus
dem Onlinehandel ist das Unternehmen heute einer der gréBten deutschen IT-Aufbe-
reiter und zertifizierter Microsoft Authorized Refurbisher. Halle B2, Stand 534

Leuchtpaneele aus
Faserverbundkunst-
stoff und gedruckter

Elektronik

Die deutsche Leuchtenindust-
rie muss sich heute in einem
hart umkampften globalen
Markt behaupten und verlangt
deshalb nach Technologien,
mit denen sich Leuchtpaneele
besonders ressourceneffizient
und kostenginstig herstellen
lassen. Im interdisziplinaren
Forschungsprojekt ~Kon-
Futius® entwickelt das Fraun-
hofer IPT gemeinsam mit
Partnern eine neue Paneel-
leuchte aus Faserverbund-
kunststoffen und integrierten
elektronischen Komponenten.

Das Fraunhofer IPT entwickelt
gemeinsam mit Partnern eine neue
Paneelleuchte aus Faserverbund-
kunststoffen und integrierten
elektronischen Komponenten.

Bild: Polyscale GmbH & Co. KG

Die neue Leuchte soll im Ver-
gleich zu herkémmlichen
Leuchtmitteln wie etwa Halo-
genlampen nicht nur um ein
Vielfaches weniger an Energie
verbrauchen. Auch ihre Her-
stellungskosten sind im Ver-
gleich um 60% glnstiger als
bei den heute erhéltlichen
Modellen.

Neues
Produktionsverfahren
und neue Materialien
sparen Kosten

Der stabile Rahmen der
Leuchte besteht aus einer
Schicht Faserverbundkunst-
stoff. Das Licht wird an den
Randern der Leuchte aus LEDs
in einen Lichtleiter eingekop-
pelt, der eigens zu diesem
Zweck im Projekt entwickelt
wird. Dieser Lichtleiter sorgt
fur eine homogene Lichtver-
teilung, die durch eine zusatz-
liche Diffusorschicht an der
Oberflache der Leuchte ver-
starkt wird. (IPT)
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BERNSTEIN zeigt
die ndchste Generation
der SPANNFIX 4.0

BERNSTEIN ist mit dem
SPANNFIX 4.0, THE NEXT GE-
NERATION, eine einzigartige
und vielseitig einsetzbare
Weiterentwicklung gelungen.
Auf der productronica 2019
kénnen die Besucher den
multifunktionalen Kugelge-
lenk Schraubstock erstmalig
sehen und ausprobieren.

N
L AN

Bild:
BERNSTEIN

Der SPANNFIX 4.0 ist mit ei-
ner Backenbreite von 100 mm
der groBte  Kugelgelenk-
Schraubstock im Markt und
Uberzeugt mit seinen Spann-
stiften, seinen wechselbaren
Spannbacken, seinem Zent-
rierauge und seiner Uberra-
genden Kugelspannkraft
durch vielfaltige Alleinstel-
lungsmerkmale. Das Kugelge-
lenk lasst den Kopf des
Spannfixes um 360° drehen
und bis zu 90° neigen. Ein Ar-
beiten ist in jedem erdenkli-
chen Winkel moglich. Unter-
schiedliche Formen stellen
ebenfalls keine Probleme
mehr da. Egal ob rund oder
eckig, der Anwender kann al-
les einspannen. Die 4 Spann-
hérner passen sich dem Pro-
dukt in Form und GroBe an.
Sie sind in der Achse drehbar
und haben jeden Gegenstand
fest im Griff. Das Zentrierauge
sorgt flr lotgerechtes Arbei-
ten. Das Werkstlick kann in
Waage ausgerichtet und bear-
beitet werden.

Neben den Spannhdrnern
verfiigt der SPANNFIX Uber
profilierte Stahlbacken, die
als Wendebacken konzipier-
ten wurden und ausgewech-
selt werden kénnen.

Halle A4, Stand 577
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Fortsetzung von Seite 28

Premiere fiir productronica
Fast Forward

Neben Nachwuchskraften liegt der Fokus in der Elektronikfertigung ebenfalls auf Start-
ups Gemeinsam mit dem Fachmagazm Elektor bringt die productronica junge Unterneh-

: ‘ — men und internationale Branchenver-
treter zusammen. Im Rahmen von pro-
ductronica Fast Forward zeigen Start-
ups ihre Produkte und Lésungen auf ei-
ner eigenen Ausstellungsflache sowie
einem Forum in der Halle B2. Die Un-
ternehmen mit den zukunftsfahigsten
Lésungen erhalten am letzten Messe-
tag (Freitag, 15.11.19) den productro-
nica Fast Forward Award.

Erstinals Hackathon
auf der productronica 2019

Gemeinsam mit dem VDMA und
Fraunhofer schafft die productronica in
diesem Jahr ein Hackathon-Format in der Halle B2. Aussteller fungieren als Aufgaben-
steller flir Studenten, Young Professionals oder Start-ups. Diese haben 48 Stunden Zeit,
um Ideen, Lésungen und Prototypen vor Ort zu erarbeiten. Auf der einen Seite erhalten
die Aussteller neben Ergebnissen zur Challenge Kontakt zu potentiellen neuen Mitarbei-
tern. Im Gegenzug haben die Hackathon Teilnehmer die Mdéglichkeit, sich einem neuen
Arbeitgeber zu prasentieren und anhand der Challenge ihre Fahigkeiten zu zeigen.

BUNGARD

- Professina Prototypng

Live-Demos zu Smart Maintenance und 3D AOI Arena

Weitere Neuerungen der diesjahrigen productronica sind die beiden Sonderschauen zu
Smart Maintenance sowie zu 3D AOI (Automatisierte Optische Inspektion). In der Halle
B2 kénnen sich Besucher Uber die Instandhaltung als Rickgrat der Fabrik 4.0 informie-
ren. Die Ausstellung mit Demo Park zeigt, wie durch Smart Maintenance die Betriebskos-
ten gesenkt, der Profit erhéht und somit die Produktionseffizienz gesteigert werden kann.

Einen Marktiberblick der 3D Automatisierten Optischen Inspektion ermdéglicht die 3D AOI
Arena in der Halle A2, die gemeinsam von der Messe Miinchen und dem Konradin Verlag
organisiert wird. Dort prasentieren flihrende Anbieter wie Cyberoptics, OMRON, Viscom
und Yamaha in taglichen Shows und Hands-on-Sessions die neuesten Lésungen. (MM)

Connected Reality
Experte fur Virtual-

und Augmented Reality

Connected Reality ist seit 2011 auf VR und AR spezialisiert und bietet unterschiedlichste
Losungen fir Unternehmen. Connected Reality mdchte Einsatzmdglichkeiten, Prozesse
und Lésungen in der Nutzung von Virtual- und Augmented Reality aufzeigen. Dazu bieten
sie Standardprodukte zum Einstieg sowie unternehmensspezifische Loésungen, exakt
nach dem ermittelten Bedarf an. Auf ihrem Stand auf der productronica prasentieren und
erklaren sie unterschiedlichste Experiences, wie zum Beispiel Universal Robots,
UniCredit, BayWa, Novotel, Miinchen uvm.

Auf der productronica 2019 prasentiert Connected Reality erstmals ihr neuestes Produkt,
den ,xrpod-das Erlebnisportal fur Virtual und Augmented Reality". Der Besucher kann
den xrpod auf dem Messestand erleben und in u.a. in die Virtual Reality Experience von
Universal Robots, dem Weltmarktfiihrer kollaborierender Roboter, eintauchen. Gemein-
sam zeigen sie Innovationen die heute bereits mdglich ist.

Halle B2, Stand 534
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bdtronic GmbH
Dosierlosungen fur
die Elektronikfertigung

Auf der productronica prasentiert bdtronic innovative Dosierlésungen zum Verkleben
von Magneten und Batteriezellen, fur den Auftrag warmeleitfahiger Pasten sowie den
Verguss und Dichten von Elektronik-
bauteilen. HeiBnieten im Bereich
Figen von Kunststoffen sowie Im-
pragnieren fir die Produktion von
Elektro- und Hybridmotoren ergdn-
zen das breite Produktportfolio.

Die wichtigsten Trends in der Auto-
mobilbranche sind Elektromobilitat
sowie autonomes und vernetztes
Fahren.

Verguss einer Spule in
einem Onboard-charger.

Bild: bdtronic GmbH

Der Anteil der Elektronikbauteile im Fahrzeug wird in den nachsten Jahren weiter
steigen, die Elektronik immer kleiner und leistungsfahiger werden. Kameras und
Sensoren von selbstfahrenden Autos miissen vor Schmutz, Feuchtigkeit oder Uber-
hitzung geschitzt werden. Dazu miussen Gehduse verklebt, Elektronikbauteile
vergossen und Leiterplatten befestigt werden. Bei all diesen Anwendungen kommen
Maschinenlésungen von bdtronic zum Einsatz.

Im Bereich Mikrodosieranwendungen macht bdtronic mit dem Steuergerat mini-
dis control hochprazises Dosieren im Mikroliterbereich einfach. Kom-biniert werden
kann das Steuergerat mit dem Mikrodosierer mini-dis 1K oder 2K. Die passende
Materialaufbereitung steht mit der mini MPS zur Verfligung. Halle A4, Stand 249

Reel Company: erweiterte
Kapazitdten in der ,DIE-Gurtung™

Reel Company ist ein seit 1989 bestehendes Dlenstlelstungsunternehmen fur d|e
Elektronikindustrie. Die SMD- p 5 v s -

Gurtung ist eine sichere, effi-
ziente Verpackung, auch fir
kleine, prazise gefertigte Bau-
teile, die eine automatische
Bestlickung auf Leiterplatten
ermdglicht. Reel Company
baut seine Kerngeschéfte wei-
ter aus und brachte jetzt die 4.
Generation der DIE-Gurtungs-
maschinen an den Start.

Bild: Reel Company GmbH

Damit ist es jetzt mdéglich DIE’s von 4" bis 12" Wafer abzunehmen und direkt in SMD-
Tragerbander zu verpacken. Dabei wird der Bereich der BauteilgréBen von 0,28 bis
8 mm und ab 0,1 mm Dicke abgedeckt, mit Wafermapping oder Ink-Sortierung.

Ein programmierbares Multi-Nadel-AusstoBsystem sorgt flir schnelles und reibungs-
loses Abpicken der DIE’s direkt vom Wafer, synchronisiert mit der Ausrichtung des
Pick- und Place-Kopfes. Mdglich ist auch eine Flip-Funktion, um die Chips um 180°
gedreht und somit kopfiiber in ein Tragerband zu platzieren. Halle A2, Stand 553

System General Ltd.
Innovative

Léosungen fiir IC-Bau-
teilprogrammierung

Die universellen IC Device
Programmer von System Ge-
neral kénnen nun mit zwei
ganz neuen Generationen
von Sockelboards ausgestat-
tet werden:

T4 - flr noch schnellere
Programmierzeiten und
hochste Flexibilitat bei ma-
ximaler Kosteneinsparung

Iverta - flr UFS (Universal
Flash Storage, JEDEC) Pro-
grammierung

T4 Sockelboards sind durch
ihre neu gestaltete Architek-
tur um ein vielfaches schnel-
ler in der Bausteinprogram-
mierung und kdnnen bis zu
finf mal so viel Durchsatz er-
reichen. In Anbetracht der
immer gréBer werdenden
Speicherbereiche kann
dadurch ein entscheidender
Vorteil erzielt werden.

Bild: System General Ltd.

Durch ihr flexibles Design
kénnen die T4 Sockelboards
mit 1, 2, 3 oder 4 Sockeln be-
stlickt werden, und erlauben
somit eine optimale Anpas-
sung des Durchsatzes an die
geforderten Produktionsmen-
gen bei groBtmoglicher Koste-
neinsparung - vom Prototy-
pen bis zur Serienfertigung.
Iverta Sockelboards sind die
neu entwickelte Ldsung zur
UFS Programmierung auf Sys-
tem General T/H9800 Univer-
salprogrammern. Auch hier
kénnen je nach gefordertem
Durchsatz ein bis vier Sockel
pro Sockelboard bestlickt
werden.

Halle A2, Stand 554

messe .de NEWS zur productronica 2019 |

November 2019



messe .de
NEWS zur productronica 2019

Priifzeiten als kritische GrofBe
fur effizienten Produktionsdurchsatz

Instrument Systems bietet als flihrender Hersteller fiir Lichtmesstechnik kunden-
spezifische Losungen entlang der gesamten Wertschdpfungskette von Ent-
wicklung Uber Fertigung bis zur Qualitatskontrolle.

Neueste Generationen langjahrig bewahrter Systeme von 2D-Farb- (U
messkameras, Spektralradiometern und Ulbricht-Kugeln sind auf die
aktuellen und innovativen Entwicklungen in der LED-, SSL-, Display-

Produktion zugeschnitten. e

LumiCam24
Mit dem umfangreichen System-Portfolio von Instrument Systems und o
vielseitigen Modellvarianten lassen sich individuelle Anforderungen
durch maBgeschneiderte Losungen gezielt umsetzen: prazise
Labormessungen, schnelle Qualitatskontrollen, reproduzierbare Ergeb- LumiCam 24008:

nisse. Auf der productronica prasentiert Instrument Systems Prézise Farbmessung von Dashboards,

. . L . . Instrumente-Clustern und Displays.
verschiedenste leistungsfahige Applikationen. piay
Bild: Instrument Systems

Prazise Farbmessungen mit 2D Imaging Colorimetern

Ein Highlight am Messestand ist die neue Generation der hochaufldsenden Farb- und Leuchtdichtemesskamera
LumiCam 2400. Die Produktneuheit liberzeugt mit einer motorisierten Fokus- und Blendeneinstellung der
Objektive fir leichtere Bedienung, mehr Flexibilitdt und Genauigkeit sowie einer deutlich héheren Messge-
schwindigkeit. Sie misst Leuchtdichte und Farbverteilungen von zum Beispiel Automotive-Interior-Displays bis
zu 50% schneller als die Vorgangermodelle. Das Gehduse ist deutlich kompakter und ca. 20% kiirzer. Neue
Software-Features wie Polylinien oder Sticking Image sind Teil der zugehdrigen LumiCam-Software.

Halle A1, Stand 145
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